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Capitulo 1. Introduccién

En la actualidad los servidores se han vuelto una parte importante de nuestros
trabajos teniendo uno de los mayores retos, mantener el funcionamiento de los diferentes
servicios que estos proveen con la promesa de siempre se tendrdn sin interrupcion las
veinticuatro horas del dia, los siete dias de la semana, tanto en el ambito laboral como en

el ambito educativo.

Es un hecho, que el mal dimensionamiento de las necesidades del cliente al igual
que los errores humanos en conjunto con los naturales, influye en el cumplimiento del
reto que un servidor tiene, es por eso que de la mano del servidor existe un
almacenamiento, en algunos casos, hasta en dos o mas formas, para poder acceder a la
informacion que estos procesaban al momento de alguna falla. Después, solamente es

necesario recuperar y restaurar esa informacion para asi, continuar con el reto diario.

Esta investigacion contiene toda esa informacién medida, segtn los servicios y el
cliente, ayuddndolo a tener una respuesta acertada y adecuada para la creacién de las
soluciones de sus equipos, al igual que poner en exposicion la arquitectura de los
servidores y sus diferentes funciones, asi como el desempefio que tienen en los diferentes
empleos a los que son sometidos. Teniendo como fuente principal los diferentes equipos
que la marca Dell nos proporciona, se comparan con otras marcas existentes como IBM y

HP, se caracteriza la funcionalidad de estos equipos y sus tendencias en el mercado.

La solucion se apoyara teniendo como caso principal la funcién que desarrolla un
analista de proyectos dentro de una empresa de servicios de tecnologias de informacidn,
ayudandolo a facilitar la creaciéon de soluciones basadas en informacién bdsica del
cliente, sus necesidades para establecer las configuraciones que segtn el cliente demande,
por lo que tener un documento base que integre la investigacidn sobre las caracteristicas,

funciones y ventajas de este tipo de sistemas le ayudard agilizar el trabajo y la toma de



decisiones en cuanto a compra-venta de equipo en un negocio, o bien, para el desarrollo

del mismo en el &mbito educativo al momento de impartir una clase.

Ya que actualmente no se incluye en el plan de estudios del programa de
Ingenieria en Sistemas Computacionales de la Universidad la arquitectura de sistemas de
computo basados en servidores, con este proyecto de investigacion se pretende tener una

base de conocimiento para expandir su estudio.



Capitulo 2. Los Inicios

Continuando con lo descrito en el capitulo uno, los servidores han llegado para ser
parte de nuestras vidas, tanto laborales como personales y han tenido una enorme
evoluciéon principalmente en la capacidad de almacenamiento y rapidez de su
procesamiento. En este capitulo se presentara una recopilacién de datos que incluye un
poco de historia, la funcionalidad, arquitectura, los diferentes tipos y las marcas
importantes de servidores en el mercado actual, para asi dar pie al propdsito de esta

investigacion.

2.1 Historia de las computadoras

La historia de las computadoras inicia con la maquina analitica creada por Charles
Babbage, matematico del siglo XIX, la cual tardo afios en construirse ya que esa época no
se tenfa ni el apoyo econdémico ni el material adecuado. Se pretendia que la maquina
analitica funcionara con un motor a vapor y tarjetas perforadas para la entrada de
programas o datos y una impresora para su salida, el trabajo de la maquina consistia en

perforar las tarjetas para ser leidas.

La historia de las computadoras es tan corta, tan solo tiene poco mas de 50 afios
que han sido divididas en generaciones, las cuales estdn caracterizadas por los avances

mads importantes de en estas.

2.1.2 Primera Generacion (1951-1958)

La ENIAC: constaba de tubos de vacio (bulbos) utilizando hasta 19,000 para
procesar la informaciéon la cual era almacenada en cilindros magnéticos y su
programacion estaba basado en el lenguaje maquina. Media aproximadamente 16 m de
altura, fisicamente tenia 7.200 diodos de cristal, 1.500 relés, 70.000 resistencias, 10.000
condensadores y 5 millones de soldaduras. Eran sumamente grandes, pesaba 27Tm,
media 2.4m x 0.9m x 30m; utilizaban gran cantidad de electricidad de 160 a 200 Kw,

generaban gran cantidad de calor elevdndola hasta 50 °C contaba con un sistema de

3



refrigeracién sin embargo, si se llegaba a quemar una valvula durante algiin proceso se
reiniciaba y se cambiaba, eran sumamente lentas realizando 5000 sumas y 300

multiplicaciones por segundo.

2.1.3 Segunda Generacion (1958-1964)

En la segunda generacién se emplea el uso de transistores los cuales eran ya mas
rapidos y de menor tamafio, se dice que 200 transistores podian acomodarse en la misma
cantidad de espacio que un tubo de vacio. Por otro lado se mejoran los programas de
computadoras y se desarrollan los lenguajes de programacién comerciales: COBOL y
FORTRAN. El ejemplo mds destacado de esta generacion en cuanto a programacion es la
creacion del "Whirlwind 1" un programa de simulacién de vuelo desarrollado por la
Marina Estadounidense.

Se vio el surgimiento de las minicomputadoras y terminales a distancia.

2.1.4 Tercera Generacion (1964-1971)

Con el surgimiento se las microcomputadoras IMB y DEC logran ponerse a la
cabeza en ventas comerciales de los primeros modelos de las mismas: La 360 por parte
de IMB y PDP-1 por parte de DEC. Equipos integrados con chips o circuitos integrados
para procesar y almacenar la informacién permitiéndoles llevar a cabo tareas de
procesamiento o andlisis matemdticos a la vez. Una ventaja de las computadoras que
surgieron en esta generacion es que se torna mdas pequefas, mas ligeras y mas eficientes
consumiendo menor electricidad y por lo tanto generando menos calor. Con la
modernizaciéon de los equipos de cémputo surge la multiprogramacién y emerge la

industria del software.

2.1.5 Cuarta Generacion (1971-1988)

El desarrollo del microprocesador es la caracteristica que marco a esta
generacion; el primer procesador aparecié por parte de Intel y fue el modelo 4004 en
1971 el cual fue utilizado en una calculadora la cual contenia 2,300 transistores en 4 bits,

los que le permitian realizar 60,000 operaciones por segundo. Con el surgimiento de esta



nueva tecnologia los avances fueron apareciendo con mayor frecuencia, se avanza en la
integracion de los circuitos dentro de un chip: LSI - Large Scale Integration circuit y
VLSI - Very Large Scale Integration circuit que no era mas que la integracion de cientos
miles de compuertas ldgicas que contenian la expresion fisica de un operador booleano
en un solo cihp. Lo que permite después de varios lanzamientos, lograr que se equipen
los microprocesadores por mddulos, conteniendo la unidad de control y la unidad
aritmética/légica. Surge el remplazo de la memoria de anillos magnéticos por la memoria

de chips de silicio, el desarrollo de computadoras personales y supercomputadoras.

2.1.6 Quinta Generacion (1983 al presente)

En vista de la acelerada marcha de la microelectronica, la sociedad industrial se
ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas
con que se manejan las computadoras, teniendo un amplio avance en el desarrollo de las
nuevas tecnologias, aun no se sabe cuando se escriba una nueva generaciéon de las
computadoras, sin embargo es sumamente notorio que dia a dia se escribe un nuevo

acontecimiento en la historia.

Como se describi6 en las generaciones, la evolucion de las computadoras ha sido
innovadora; en la actualidad es comitin ver noticias diarias de la implementacién de algin
componente tecnoldgico, lo que ha permitido la creaciéon de nuevas formas de vida e
interaccién entre los humanos y las computadoras sea una actividad sencilla y casi en
automadtico. Pero, ;Cudles fueron las computadoras que marcaron la historia creando una
revolucién tecnoldgica? ;Cudles fueron las empresas encargadas de hacer aquellas

computadoras?

IBM System/360: Fue la primera en utilizar microprogramacion, y cre6 el
concepto de arquitectura de familia. La familia 360 consisti6 en 6 computadoras que
podian hacer uso del mismo software y los mismos periféricos. El sistema también hizo
popular la computaciéon remota, con terminales conectados a un servidor, por medio de
una linea telefénica. Fue una de las primeras computadoras comerciales que us6 circuitos

integrados, y podia realizar tanto andlisis numéricos como administracién o



procesamiento de archivos. Un dato curioso es que fue la primera computadora en ser

atacada con un virus en la historia de la informatica, el Creeper, creado en 1972. [

Figura 1. System/360

Programmed Data Processor-1 DEC PDP-1: fue la primera computadora de la
familia PDP producida en 1960. Constaba de palabras de 18 bits desde 4K hasta 64K de
palabras en la memoria principal (de 9 a 144 KB). La duracién en el ciclo de memoria era
de Sus lo que serian 200 KHz permitiendo realizar 100,000 operaciones por segundo. Es
famosa por ser la computadora mds importante en la creacion de la cultura hacker en el
MIT, BBN y en otras partes, ademds fue el hardware original donde se jugé el primer

videojuego computarizado de la historia, el Spacewar de Steve Russell.

Figura 2. PDP-1



A pesar de no tener el modelo cliente-servidor establecido, se dice que estas
computadoras antes mencionadas cumplian ampliamente esa funcién ya que mantenian
una relacién con alguna terminal que estuviera conectada a ellas para el compartimiento
de datos o envio de datos en una o dos vias. Siendo aqui donde inicia una nueva etapa
para los proveedores que no solo las minicomputadoras tenian auge en el mercado, y es
de ahi donde se toma la idea para formar lo que hoy en dia tenemos en la provisién de

nuestros servicios en oficinas, escuelas, hospitales, gobierno, etc.

Ahora bien, después de mencionar los inicios en todo ese mundo computacional,
tal vez nos preguntamos ;Qué es un servidor? ;Cudl es su principal funcién? ;Cudl es su
arquitectura? ;Quiénes venden servidores?, a continuacion se dard respuesta a las

preguntas antes citadas.

2.2 ;Que es un servidor?

Existe una dualidad en el término servidor ya que por un lado puede referirse a un
tipo de software que realiza ciertas tareas en nombre de los usuarios o bien ser el equipo
que mantiene dicho software, por lo que se ha recurrido a las siguientes definiciones para
un mejor entendimiento y diferenciacion entre ambos significados. Servidor:

e Aplicacién informdtica o programa que realiza algunas tareas en beneficio de
otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios habituales son los
servicios de archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los
archivos de una computadora y los servicios de aplicaciones, que realizan tareas
en beneficio directo del usuario final. Es posible que una maquina cumpla
simultaneamente las funciones de cliente y de servidor. [y

e (Computadora en la que se ejecuta un programa que realiza alguna tarea en
beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes como pueden ser: una
computadora central (mainframe), minicomputadora, computadora personal,
PDA o un sistema integrado; sin embargo, hay computadoras destinadas
Unicamente a proveer los servicios de estos programas: estos son los servidores

por antonomasia. 2



2.3 ;Cudl es la arquitectura del servidor?

La arquitectura del servidor estéd definida por: la unidad central de proceso en el que se
incluye el procesador que determinara la velocidad del procesamiento con la que
funcionara el servidor; chipsets que contienen: el reloj de tiempo real, los controladores
de memoria, los controladores de teclado y ratdn, el controlador de la memoria de cache
secundaria, el controlador de Acceso Directo de Memoria (DMA). El controlador de
Interconexién de Componentes (PCI); los médulos de memoria; el sistema de buses
encargados de la conducciéon y conexién de las unidades fundamentales dentro del
servidor; unidades de conectores universal en serie (USB) que nos da conexion a
dispositivos periféricos; tarjetas de interfase de red (NIC) encargadas de la conexién en
red de los servidores; controladores de acceso remoto, controlador de acceso remoto
embebido, controlador de bus host (HB), controlador del conjunto redundante de discos
independientes (RAID) para un sistema de almacenamiento por multiples discos duros y

discos duros en si.

Asi pues son estas las partes fundamentales en un servidor, las cuales se describirdn

mads a detalle en los siguientes capitulos.

Figura 3. Arquitectura del Servidor



Dentro de la arquitectura de los sistemas servidores existen dos grandes grupos,
los mas comunes, los cuales proporcionan diferente servicio seguin la aplicacion
requerida. La division se encuentra de la siguiente manera: arquitectura cliente-servidor y

arquitectura de servidores web.

Ambos cuentan con un servidor de referencia o bases de datos del cual los
clientes de ambas arquitecturas obtienen la informacién solicitada; las peticiones de estos
servicios se dan por medio de una direccion IP; en el caso del cliente-servidor, el nombre
del servidor o también su IP serd el conducto de comunicacién. En el caso de la
arquitectura web teclear, la URL en un explorador de Internet serd mas que suficiente
para entablar la peticién, de este modo el cliente sabrd hacia quien se dirigird para el

intercambio de informacion.

Actualmente estas arquitecturas ofrecen una amplia gama de aplicaciones y
recursos que nos ayudan a mejorar como empresa por la manejabilidad que estas
arquitecturas tienen y que a su vez se vuelven mas y mas conocidas por lo que a la gente
les es facil interactuar con ellas, el punto de diferenciacion entre las arquitecturas se

denota a continuacion.

2.3.1 Arquitectura Cliente-Servidor.

La arquitectura cliente-servidor es aquella en la que existe un intercambio de
informacién por medio de peticiones y respuestas. Donde hacen funcién 2 partes, una
como cliente el cual genera las peticiones y la otra como servidor el cual le provee la

informacion que el cliente le solicite.

Un ejemplo claro de esta arquitectura es la aplicacion de correo electronico de la
UACIJ un Outlook de Microsoft. Teniendo como cliente al usuario, ya sea un profesor o
un administrativo, que se encuentra en una computadora generando una peticion para
escribir un correo electrénico; el servidor le responde déndole el recurso necesario para

que el cliente realice su peticion y asi es como practicamente funciona esta arquitectura.



Existe un apartado de esta arquitectura: multicapa, que no es mds que tener la
arquitectura del cliente-servidor pero manejandolo en capas. Un ejemplo de ello es la
arquitectura cliente-servidor de 3 capas, siendo la primer capa manejada por el cliente
donde se interactia con el servidor y se realiza la peticion. La segunda seria la de
aplicacion manejada por el servidor de la aplicaciones y encargada de regresar al cliente
la peticién, pero como este servidor requiere de otros datos para completar la peticion
entra la tercera que seria la de datos manejada por el servidor de bases de datos, una vez
que ha sido completada la informacién vuelve al de aplicacién y se envia al cliente. Un
ejemplo claro de esta, es la aplicacion web de la UACJ que se conoce como
UAC]JOnline, ya que es un servicio que tiene como clientes a maestros y alumnos los
cuales generan una peticién al servidor, como alumno genero una peticién de algiin
recurso de una materia (documento .doc); esta peticion viaja a través de la red hacia el
servidor de aplicaciones, el cual responde pero es necesario solicitar esta informacion del
servidor donde se encuentra la base de datos que guarda ese documento, una vez que el

servidor de aplicaciones completa la informacién se la devuelve al alumno.

2.3.2 Arquitectura Web

La arquitectura web es aquella que proporciona datos en forma de paginas ya sea
en web, hipertextos o cédigo HTML, los cuales van acompafiados de botones, enlaces,
figuras, formularios, reproductores de video o de sonido, animaciones, etc. La peticion de
datos del usuario con el servidor se da por medio de protocolos de red como lo son el
HTTP o el HTTPS, quedando el servidor a la espera de peticiones pero ejecutando el
protocolo y esperando a que sean producidas por un usuario. Un ejemplo del desempefio
de esta arquitectura es: como alumno de la UAC]J tecleo en algin navegador la pagina de
la universidad www.uacj.mx; el navegador hara una peticién HTTP al servidor que tenga
registrada esta URL, el servidor responde al navegador envidandome el c6digo HTML de

la pagina; el navegador lo recibe, lo interpreta y lo muestra en pantalla.

Asi como se mostro en los ejemplos de las arquitecturas, existen varias
aplicaciones para los sistemas servidores que dependiendo su funcionalidad serdn los

requerimientos que el equipo necesite para mostrar una efectividad idea.
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2.4 ;Cudles son las principales aplicaciones de un servidor?

La funcionalidad de los servidores esta descrita en la utilidad del mismo. Es
importante tomar en cuenta requerimientos y/o peticiones dependiendo el uso, el lugar, el
desempefio, la escalabilidad que tendrdn dependiendo la tarea asignada. A continuacién

se citaran los diferentes tipos de aplicaciones para servidores segtin su utilidad.

2.4.1 Plataformas de Servidor (Server Platforms)
Un término usado a menudo como sinénimo de sistema operativo, la plataforma es el
hardware o software subyacentes para un sistema, es decir, el motor que dirige el

servidor.

e Familia Microsoft: Windows NT, Windows Server 2000, Windows Server 2003,
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2.

e Familia Unix: AIX, Iris, BSD, Solaris.

e Linux: SUSE, Ubuntu, Debian, RedHat

2.4.2 Servidores de Aplicaciones (Application Servers)

Designados a veces como un tipo de middleware (software que conecta dos
aplicaciones), los servidores de aplicaciones ocupan una gran parte del territorio entre los
servidores de bases de datos y el usuario, y a menudo los conectan. Ejemplo: de IBM el
Web Sphere Application Server v7, para los sistemas operativos de: AIX, HP-UX, IMB i,
Linux, Solaris, Windows, z/OS (37 los requerimientos basicos se encuentran denotados en

la liga anterior.

2.4.3 Servidores de Audio/Video (Audio/Video Servers)
Los servidores de Audio/Video afiaden capacidades multimedia a los sitios web
permitiéndoles mostrar contenido multimedia en forma de flujo continuo (streaming)

desde el servidor. Ejemplo: Microsoft Windows Media Services 9 Series [4]

11



2.4.4 Servidores de Chat (Chat Servers)

Los servidores de chat permiten intercambiar informacion a una gran cantidad de
usuarios ofreciendo la posibilidad de llevar a cabo discusiones en tiempo real. Ejemplo:
Exchange Server 2010 que ya trae embebido mediante el Unified Messaging (51, 1a parte

de chat dentro de la misma aplicacidn.

2.4.5 Servidores de Fax (Fax Servers)

Un servidor de fax es una solucién ideal para organizaciones que tratan de reducir
el uso del teléfono pero necesitan enviar documentos por fax. Para un optimo
funcionamiento se requiere: Espacio en disco suficiente para el almacenamiento del fax;

memoria RAM; Tarjeta de Enlace.

2.4.6 Servidores FTP (FTP Servers)

Uno de los servicios mdas antiguos de Internet, File Transfer Protocol permite
mover uno o mds archivos con seguridad entre distintas computadoras proporcionando
seguridad y organizaciéon de los archivos asi como control de la transferencia. La
seguridad se ha convertido en un tema candente. Durante afios, los servidores fip
comunicaban con los clientes "en abierto," es decir, que la informacién de la conexién y
de la contrasefia era vulnerable a la interceptacion. Ahora, los servidores ftp, tales como
BulletProof FTP, SecureFTP, SurgeFTP, TitanFTP, y WS_FTP, soportan SSL/TLS y
utilizan el mismo tipo de cifrado presente en los sitios web seguros. Con SSL/TLS, los
servidores ftp pueden cifrar los comandos de control entre los clientes del ftp y el
servidor, asi como los datos del archivo. Con la ayuda del PGP, como en WS_FTP pro,
los datos del archivo se aseguran todavia mds con el cifrado publico. Para un éptimo
funcionamiento se requiere: Disco Duro en base a la cantidad de archivos a compartir;

NIC répida para los mensajes en paralelo. Ejemplo: IPSWITCH WS_FTP Server. (6]

2.4.7 Servidores Groupware (Groupware Servers)

Un servidor groupware es un software diseflado para permitir colaborar a los
usuarios, sin importar la localizacidn, via Internet o via Intranet corporativo y trabajar
juntos en una atmdsfera virtual. Para un 6ptimo funcionamiento se requiere: Disco Duro

en base al ndmero de usuarios.
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2.4.8 Servidores IRC (IRC Servers)
Otra opcién para usuarios que buscan la discusion en tiempo real, Internet Relay
Chat consiste en varias redes de servidores separadas que permiten que los usuarios

conecten el uno al otro via una red IRC. Para un 6ptimo funcionamiento se requiere:

Memoria en la NIC.

2.4.9 Servidores de Listas (List Servers)

Los servidores de listas ofrecen una manera mejor de manejar listas de correo
electrénico, bien sean discusiones interactivas abiertas al publico o listas unidireccionales
de anuncios, boletines de noticias o publicidad. Para un 6ptimo funcionamiento se

requiere: Disco Duro de paso.

2.4.10 Servidores de Correo (Mail Servers)

Casi tan ubicuos y cruciales como los servidores web, los servidores de correo
mueven y almacenan el correo electrénico a través de las redes corporativas (via LANs y
WANS) y a través de Internet. Ejemplo: Exchange 2010 (75, como ya se menciono antes
esta nueva herramienta cuenta con las capacidades para un gran desempeiio del correo

electronico, los requerimientos de sistema vienen contenidos en la liga antes descrita.

2.4.11 Servidores de Noticias (News Servers)
Los servidores de noticias actian como fuente de distribucién y entrega para los
millares de grupos de noticias publicos actualmente accesibles a través de la red de

noticias USENET.

2.4.12 Servidores Proxy (Proxy Servers)
Los servidores proxy se sitian entre un programa del cliente (tipicamente un
navegador) y un servidor externo (tipicamente otro servidor web) para filtrar peticiones,

mejorar el funcionamiento y compartir conexiones. Ejemplo: Cisco Proxy ARP 3,

2.4.13 Servidores Telnet (Telnet Servers)
Un servidor telnet permite a los usuarios entrar en un ordenador huésped y
realizar tareas como si estuviera trabajando directamente en ese ordenador. Ejemplo

Telnet Service en Ubuntu Server. [
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2.4.14 Servidores Web (Web Servers)

Bésicamente, un servidor web sirve contenido estdtico a un navegador, carga un
archivo y lo sirve a través de la red al navegador de un usuario. Este intercambio es
mediado por el navegador y el servidor que hablan el uno con el otro mediante HTTP. Se
pueden utilizar varias tecnologias en el servidor para aumentar su potencia mas alla de su
capacidad de entregar paginas HTML; éstas incluyen scripts CGI, seguridad SSL y
paginas activas del servidor (ASP).[10; Ejemplo: Office SharePoint Server 2007 [y

2.4.15 Servidores de Bases de Datos (Database Server)

Un servidor de bases de datos es una aplicacion que estd basada en la arquitectura
del modelo cliente-servidor. La aplicacién esta dividida en dos partes: una entrada frontal
en una estacion de trabajo (donde los usuarios colectan y muestran la informacién de la
base de datos) y la salida en un servidor donde se desempefian tareas como el andlisis de

los datos y almacenamiento. [12] Ejemplos: Oracle, DB2, Informix, Ingres, SQL Server.

2.5 Los servidores en el mercado actual.

Hoy en dia distintas marcas de empresas dedicadas a la creacién de dispositivos
de tecnologias de informacién han implementado su gama de servicios ofreciendo
equipos de servidores, separdndolos segtn su utilizacion: para el hogar, para pequeiias y
medianas empresas (PYME) y para empresas grandes o de gobierno; ya que para cada
uno de los casos los requerimientos de las especificaciones son muy distintas y el
dimensionamiento de las expectativas del cliente son las que determinaran al final de
cuentas que equipo es el correcto en cuanto a funcionalidad, escalabilidad, y durabilidad

para trabajar en su empresa y/o institucion.

Las cuatro marcas de fabrica mds populares de servidores, en orden descendente,
son Hewlett Packard, Dell, IBM, y Sun Microsystems [13] en las cuales profundizaremos
durante el avance de la investigacién y mostraremos los dispositivos que actualmente
tienen en venta. Mientras tanto una breve descripcién de la vida de estas importantes

marcas.
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2.5.1 Hewlett-Packard

También conocida como HP fundada en 1939 por dos compafieros de
Universidad, William Hewlett y David Packard que en el garaje de su casa construyeron
un oscilador de audio dando comienzo a toda una gran empresa establecida actualmente
en Palo Alto, California. En sus comienzos se dedicaba a la fabricacion de instrumentos
de medida electrénica y de laboratorio con el tiempo, se fue introduciendo en el mercado

de software y hardware. A continuacion un paso por los afios de los servidores en HP:

1969 HP pone en el mercado su primer sistema compartido por tiempo de operaciones

sobre una minicomputadora con apoyo hasta 16 usuarios.

1974 Primera minicomputadora basada en 4K de DRAM en lugar de nicleos

magnéticos.

1982 Introduce en el mercado la HP 9000 la computadora técnica con 32 bits de
tecnologia en superchip. La primera desktop frame tan poderosa como las de los 19607s

que ocupaban grandes cuartos.

1989 HP adquiere Apollo Computer un fabricante de estaciones de trabajo basado en

Massachusetts.

1992 HP introduce el HP Corporate Business Systems con 9 HP 3000 y HP 9000

sistemas con un desempefio de mainframe con 90 % mas abajo del precio en unos inicios.

2000 Marca avances en el area de la infraestructura de Internet e introduce la linea de

Servidores de alta calidad Superdome.

2003 Lanza la estrategia llamada Adaptive Enterprise para apoyar a las empresas con la
ayuda de la administracién de los equipos de Tecnologias de Informacién. Introduce en el
mercado nuevos servicios, software y soluciones entreprise referenciados al disefio de la

arquitectura. [

2010 HP lanza una nueva generacion de servidores G7.
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2.5.2 Dell, Inc.

Compaiiia fundada en 1984 por un estudiante de Universidad, Michel Dell, la cual
opero en sus inicios desde el dormitorio de Dell en la universidad. PC Limited fue el
primer nombre se le dio a esta empresa pero fue en 1988 cuando cambia a Dell Computer
Corporation llegando a ocupar, en el 2008, el segundo lugar en ventas de PC y servidores

actualmente esta establecida en Round Rock, Texas.

1996 La empresa incursiona en el mercado de los servidores de red.

1997 Lanza la linea de estaciones de trabajo.

2000 Dell y Red Hat de la One Source Alliance, crean una alianza para adoptar la
comercializacion de Linux. Dell selecciona Linux como su tercer sistema operativo en
varias lineas de computadoras y servidores incluyendo el PowerEdge y los servidores

PowerApp. Lanzan la familia de servidores de aplicaciones PowerApp.

2001 Se convierte en el vendedor No. 1 en los Estados Unidos de sistemas de

servidores basados en Intel.

2002 Lanzan la prime linea de Servidores Blade, el PowerEdge 1655MC.

2003 Aparece el PowerEdge 3250, un servidor de 64 bits, basado en 2 Itanium. [13]

2010 Dell lanza una nueva generacién de servidores, la 11va.

2.5.3 International Business Machines

Es la compafiia mds antigua en la historia de la computacién operando desde
1988, se creé como resultado de la fusién gestionada por Charles R. Flint de su empresa
la Tabulating Machine Company con Computing Scale Corporation e International Time
Recording Company. Dando como resultado la creacion de Computing Tabulating
Recording Corporation (CTR), la cual el 14 de febrero de 1924 cambia su nombre a

International Business Machines Corporation con sede en Armonk, Nueva York.
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1986 IBM introduce la linea de Computadoras Personales RT siendo la de estacion de
trabajo mas rapida para cuestiones de trabajo. Es la primera estacion de trabajo en utilizar

la arquitectura de Instrucciones reducidas (RISC).

1987 Aparecen nuevos modelos de la RT con un microprocesador de 32-bits, un

compilador creado por IMB, un chip de 1 MB y una pantalla de alta resolucién

1998 Tres nuevos modelos; 130, 135 y B35 con 32-bits de la serie de las RT son
lanzados al mercado, siendo la estacion de trabajo con un sistema independiente

conectado a una computadora host.

1990 Se anuncia la familia RISC System/6000 que contiene nueve estaciones de trabajo
que fueron las mds rdpidas y poderosas de la industria, utilizaban la tecnologia RISC, e
innovaron el disefio que simplificaba la rapidez de los pasos de ejecucion de los

comandos.

1991 La familia RISC System/6000 lanza nuevos modelos con un nuevo software,
memoria y disco de almacenaje que permite al usuario correr aplicaciones de manera mas

répida y controlar el funcionamiento de la misma.

1992 Se expande el funcionamiento y la flexibilidad de la familia 6000 de estaciones
de trabajo 'y servidores con la  introduccion de cinco  nuevas
POWERstations/POWERserver de modelos 220, 340, 350, 520H y 560. En abril se
lanza la linea de servidores de Racks montables, el POWERserver 970, que entrega el
doble de capacidad de expansion y casi el doble de la capacidad de almacenamiento en

disco.

1993 Se introducen nueve sistemas nuevos con las mismas caracteristicas de la familia
6000, incluyendo un Servidor de Sistemas de Archivos de Red (por sus siglas en ingles
NFSS, Network File System Server). En mayo lanzan los servidores basados en el

microprocesador PowerPC 601 y el multichip POWER?2.
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1994 Agrega siete nuevos modelos incluyendo el modelo C10 PowerPC Server y tres

nuevos con multiprocesadores simétricos los RS/6000:G30, J30 y R30.

1995 IMB forma el Grupo de Servidores que incluye las familias AS/400, RS/6000,

Systems Technology y Architecrure Divisions.

1996 Se anuncia que el RS/6000 modelo F30 dard soporte a las paginas de inicio y
algunas otras aplicaciones de la World Wide Web. En junio lanzan el RS/6000 Internet
POWERsolution Web Server, el Internet POWERsolution Firewall, el Proxy y las
aplicaciones comerciales de Internet para servidores. Los nuevos RS/6000 incluyen, el

sistema listo de Internet equipado con Lotus Notes.

1997 se lanza al mercado de la familia RS/6000 el modelo 70, con la solucién UNIX de
64-bits UNIX. Aparece frente al campeén mundial de ajedrez Garay Kasparov la Deep
Blue, una supercomputadora RS/6000 SP capaz de calcular 200 millones de posiciones de

ajedrez por segundo.

1998 Lanzan la RS/6000 HAS0 para crear el High-Availability Cluster Server, el cual
retne toda la tecnologia que estdn en mds de una computadora para ser unida en conjunto
para crear una mayor fiabilidad y disponibilidad del servidor. Lanzan en el mismo aiio el
RS/6000 Enterprise Server Modelo S70, con wuna segunda generaciéon de
microprocesadores de 64 bits. Incorporan el cable de cobre para la conexioén de los
microprocesadores que operan a 400 MHz en las familias de servidores: S/390, RS/6000

y AS/4000.

1999 Lanzan la nueva generacion de las RS/6000 SP con un microprocesador
POWER3 que da el doble procesamiento de nimeros por casi el mismo precio, operando
a mas de dos billones de operaciones por segundo. La RS/6000 S80 rompe record en
servicios de Web, mientras el cluster de cinco Advanced Enterprise Servers RS/6000 S70

de 12 caminos rompe también record por el numero de transiciones procesadas.

2000 Se introduce en el mercado el IBM eServer, una nueva generacion de servidores

destacando la fiabilidad y escalabilidad de las clases de mainframes, esta caracteristica es
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aplicada a toda la linea eServer pSeries, siendo la mds avanzada en tecnologia UNIX de

la época.

o eServer pSeries 680 “Turbo”: el servidor comercial mas poderoso en la historia.
Utilizando mds de 24 microprocesadores de cobre con la tecnologia de Silicon
sobre aislador (por sus siglas en ingles SOI, Silicon-on-Insulator).

o  “Blue Hummer”: el cluster de UNIX dedicado al comercio basado en Web. [11]

2001 IBM anuncia que el mainframe casi duplica su capacidad de procesar en Internet
informacion de alta seguridad. Los IBM zSeries 900 son los primeros en alcanzar el

récord de 3.850 transacciones por segundo.
2002 IBM lanza los servidores zSeries 800, mainframes basicos de bajo costo.

2005 La empresa presenta el mainframe IBM System z9. Este sistema puede procesar 1

billén de transacciones por dia.
2006 IBM lanza los servidores System z9 Enterprise Class y Business Class.

2007 Aparece el Big Green de IBM, que consolid6 3.900 servidores en 30 mainframes

corriendo en Linux, con la finalidad de reducir en 80% el consumo de energia en 5 afios.

2008 IBM anuncia el servidor System z10 Enterprise Class, y System z10 Business

Class. Con el lanzamiento del System z10

2010 IBM lanza 3 nuevos equipos constituidos con su nuevo procesador el POWER?7,

sucesor del POWERG6.

2.5.4 SUN Microsystems

Fue constituida en 1982 por el alemidn Andreas von Bechtolsheim y los
norteamericanos Vinod Khosla, Bill Joy, Scott McNealy y Marcel Newman. Inici6 con el
proyecto de interconectar en red las bibliotecas de la Universidad de Stanford de donde

vienen las sigas de su nombre Stanford University Network e introduciendo al mercado la
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primera estacion de trabajo, trabajando bajo el protocolo TCP/IP. Esta empresa ha sido

pionera de los productos Open Source.

1982 Lanza al mercado la estacion de trabajo Sunl.

1985 La empresa comienza a trabajar en el procesador SPARC (del ingles, Scalable

Processor ARChitecture).

1986 Comienza a vender al publico los diferentes equipos de sus lineas.

1987 Introduce el primer sistema basado en SPARC, la Sun-4/260 con 10 MIPS de
desempefio. Anuncia ofertas para las licencias de la arquitectura del microprocesador

SPARC.

1988 Se anuncia el estdndar para UNIX por parte de Sun Microsystems y AT&T. Se

anuncia la venta de la estacién de trabajo nimero 100,000.

1989 Se lanza la estacion de trabajo SPARCstation, con un procesador de 20 MHz, sin

unidad de disco, pantalla blanco y negro y una interfase grafica de Open Look.

1990 aparece la SPARCstation 2.

1991 Se crea el sistema SunSoft un filial de software del sistema. De igual manera la
primer version del sistema operativo basado en Intel para computadoras personales

Solaris.

1992 Lanza la familia de SPARCstation 10 con caracteristicas que van desde 32 MB
RAM 'y un procesador de 40 MHz, hasta los 64MB de RAM y hasta 1GB de cache en el
disco duro. También lanza el servidor SPARCcenter 2000 multiprocesador, anterior
mente llamado R4000A que contenia un cache en doble chip, un reloj de 150 MHz, el

chip lo incorporaban 2.2 millones de transistores.

1993  Sun Microsystems, Novell, Hewlett-Packard, IBM y Santa Cruz Operations

anuncian el trabajo en conjunto para unificar el sistema operativo UNIX. Anuncian el
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lanzamiento de las Sparc Sation 10 modelos: 40, 402MP y 51. Aparece el procesador
SunSuperSPARC de 60 MHz.

1994 Se lanza la SparcStation5 y 20. De igual manera anuncia el lanzamiento del

procesador UltraSparc de 64 bits.

1995 en la conferencia de Sun World se introduce el lenguaje de programacion

interactivo Java. Se lanza la nueva estacion de trabajo Ultra 1 y 2.

1997 Se lanza la version 2.6 del sistema operadito Solaris con un procesador basado en

SPARC.

2009 Oracle anuncia la compra de Sun Microsystems lanzando toda una familia de

servidores.

Como ya se dijo estas empresas han sobresalido por su interés en el desarrollo de
nuevas tecnologias tanto de sus componentes, programas y convergencia con las redes
tecnoldgicas, parte importante para la comunicaciéon de los mismos. Es por eso que en
este afio (2010) Dell, HP e IBM lanzan sus nuevas generaciones en servidores la 11va, la
G7 y la POWER?7 respectivamente, utilizando las ultimas tecnologias en procesadores,
memoria y ahorro de engeria, las cuales se describirdn en el préximo capitulo. Enseguida

se muestra una tabla con la comparativa de especificaciones de los modelos Enterprise

competentes.
HP ProLiant
Dell P"Vlvgfodge G DL385 G7 IBM Power 780
604642-425
Temperatura 10°Ca35°C 10°a 35°C 5°Ca35°C
Humedad relativa del 20 al 80% del 10 al 90% del 20 a 80 %
Tension de 100 2240 V 200 a 240 Vac 200 a 240 Vac
servicio
Entorno | Consumo de 1,100 W 1,200 W 1,600 W
Operativo energia
Rendimiento 8,407 BTU/h 3,530 BTU/hr 5,461 BTU/hr
termico
Altitud Maxima 3,048 m 3,050 m 3,048 m
Nivel de ruido sin definir 4.9 dB 6.8 dB
E Unidades de Rack 4U 2U 4U
;‘lts‘i‘c'g“ Anchura 48,24 cm 44.54 cm 48.3 cm
Profundidad 78,8 cm 69.98 cm 86.3 cm
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Altura 17,26 cm 8.59 cm 17.4 cm
Peso 47,6 kg 27.22 kg 70.3 Kg
Procesadores 8 x Inte; ;%)%on sene 2x ‘;‘xel\r/ill)él)ggeron 8 x Power7
Chipset Intel 7500 Plataf(éron(l)?) AMD Power 7
Memoria Hasta 1 TB- 64 DIMM | 52250 8B-24 | e 14018
Windows Server 2008:
Essential Business, SP2, | Windows, RHEL,
Sistemas x86/x64, R2, HPC; SLES, OEL, AIX,IBMiy
Operativos Novell, SUSE, Linux Vmware, Citrix Linux
Enterprise Server, Red XenServer
HatEnt Linux
1 GbE o 10 Gb con
Ent descarga iSCSI: NIC
ntorno Broadcom 5709¢ .
del incorporada de 4 D(};s Hp 1:11C51821 Una4x 1GbE o
Sistema NIC Integrada puertos (4 x 1 GbE) Mulft:.r;o © el Una 2 x 10 GbE de
NIC Broadcom 5709¢ + “ éi;:&l?n fibra o cable
Broadcom 57711
integrada de 4 puertos
(2x10Gb +2 x 1 GbE)
Hasta 8 unidades Hasta 8 unidades
Compartimentos | Hasta 16 unidades SAS Plug and Play 'y SAS/DASD/SSD o
de unidades o SSD de 2,5 pulgadas SSD, SAS y 4 SATA
SATA
Ranuras de E/S Hészt? ;2;3;2:;2?;6 Hasta 8 ranuras Hasta 16 ranuras
’ PClIe G2 PCley 4 GX
Gen2
C?rigronl:(:ga PERC H700, H200 Smar.t Array P410i Controladora
. integrado DS3400
almacenamiento

Tabla 1.Dell Vs HP Vs IBM

Como se puede ver en esta tabla las empresas han apostado particularmente a la
capacidad de memoria, la capacidad de discos dentro de un mismo servidor, la
comunicacion entre estos, el tamaiio y el ahorro de energia. Hasta ahorita no se ha visto
mucho auge en ellos ya que hace tan solo uno o dos meses que ha salido al mercado sin
embargo son servidores que han llegado para quedarse y sin duda para renovar los que ya
existen dentro de nuestros centros de datos. Habrd quienes se inclinen por una marca,
pero basta echarle una mirada a las especificaciones técnicas de estos equipos para
acertar en la toma de decisiéon al momento de comprarlo segin nuestras necesidades

como clientes.
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Capitulo 3.

Nuevas Arquitecturas de Sistemas Servidores

En el capitulo anterior se mostraron las aplicaciones, arquitectura y la ubicacién
de los servidores durante la historia con las marcas que predominan en la actualidad. En
base a ello, en este capitulo se presentara a detalle las tecnologias actuales y de tendencia
dentro de la arquitectura de los sistemas servidores exponiendo las marcas y tecnologias
que las mismas ofrecen para un mejor rendimiento, dependiendo de la solucién que se

requiera.

3.1 El microprocesador

Microchip mds importante de la computadora, considerado el cerebro ya que es la
que opera todas las instrucciones de la misma y estd constituido por millones de
transistores integrados. Este dispositivo se ubica en un zdcalo especial en la tarjeta madre
y dispone de un sistema de enfriamiento, generalmente un ventilador. Légicamente
funciona como la Unidad Central de Procesos CPU, que estd constituida por registros, la
unidad de control y la unidad aritmético-l6gica, su velocidad es medida por la cantidad de
operaciones por segundo que puede realizar o bien, la frecuencia de reloj la cual se mide
en MHz o GHz, esta cuenta con una memoria caché medida en kilobytes, y un ancho de
bus medido en bits.

El primer microprocesador comercial fue el Intel 4004, presentado el 15 de
noviembre de 1971. Actualmente las velocidades de procesamiento son miles de veces

mas grandes que los primeros microprocesadores.

Tecnologia de 32-bit: Tecnologia basada en un conjunto de instrucciones de arquitectura
CISC (por sus siglas en ingles Complex Instruction Set Computer) capaz de direccionar
hasta 4 GB de memoria del sistema en un espacio de direcciones lineales, de igual forma
contenia la capacidad de procesamiento del doble de velocidad de 16 bits. La aparicion
de esta arquitectura fue gracias a Intel quienes pioneros de la creacion de los
microprocesadores en 1985 lanzan el 80386 y desde entonces no se ha visto un gran

cambio en la misma. A continuacién una breve descripcion de la evolucion de este.
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El 80486. Fue lanzado en 1989 el cual seguia las caracteristicas del 80386, sin
embargo la caracteristica mds significante de este modelo fue la integracién de un
coprocesador matematico, segmentacion de instrucciones y una memoria cache
interna, permitiendo ejecutar amas instrucciones en un mismo ciclo de reloj.

El Pentium. Fue lanzado en 1993, ofreciendo una arquitectura escalar a dos vias
y 5 estados de segmentacion para las instrucciones lo que le permitia ejecutar
multiples instrucciones a la vez, la memoria cache interna de 16 KB fue dividida
en 8KB para instrucciones y 8KB para los datos. El direccionamiento seguia
estando limitado a 32 bits.

El Pentium Pro. Fue lanzado en 1995, se incluyo un modulo que incluia el
nucleo del procesador y una memoria cache secundaria la L2 que permiti6 la
conexion del microprocesador hacia un bus de 64 bits llamado el bus posterior o
backside bus como se conoce normalmente el cual estaba totalmente aparte del
bus de enfrente conocido como front side bus, con este avance se permito el
incremento del ancho de banda entre los dos dispositivos. También hubo un
incremento en el limite de direccionamiento de memoria que se tenia en los [A-32
el cual era de 4 GB con una técnica llamada extension de direcciones fisicas la
cual permitia el uso de 36 bits en direcciones para ser direccionadas hasta en 64
GB de memoria fisica.

El Pentium MMX. Fue lanzado en 1997, se introduce la primera extensiones
multimedia (MMX) la cual fue basada en una serie de reglas que incorporadas a la
cache L1 permitian reconocer la ejecucion rapida de los comandos MMX.

El Pentium II. Fue lanzado a finales de 1997, Intel mueve la cache L2 y el
backside bus lo que da como resultado una gran reduccién a la latencia en la
cache, logrando que el backside bus corra a la mitad de la velocidad del reloj del
procesador. En 1998 se lanza el microprocesador Xeon disenado para estaciones
de trabajo y servidores incrementando la velocidad del backside bus para una
velocidad completa del reloj del procesador, lo que aumenta significativamente el
ancho de banda entre el microprocesador y la cache de memoria.

El Pentium III Xeon. Fue lanzado en 1999, contenia una arquitectura de bus dual

independientes, en conjunto con la tecnologia MMX, este también ofrece Internet
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Streaming Extentions, donde se permiten 70 instrucciones de imdgenes avanzadas
y video y audio 3D, permitia los ambientes multitareas operando a frecuencias
entre los 450 GHz y 1.4 MHz.

¢ El Celeron. Fue lanzado a finales de 1999, con una velocidad del procesador que
iba desde los 800 MHz a los 2.52 GHz permitiendo el manejo del Internet,
programas educacionales, juegos interactivos en 3D vy aplicaciones se alta
productividad.

e El Pentium IV. Fue lanzado en el 2000, este lanzamiento viene a cambiar de
nueva cuenta la forma de arquitectura de los microprocesadores, fue disefiado
para ofrecer un rendimiento que incluye audio y video streaming en Internet,
proceso de imdagenes, creacion del contenido del video, 3D, disefio asistido por

computadora, juegos, multimedia y ambientes para usuarios multitareas.

Tecnologia de 64-bit: Tecnologia de GPRs (General Purpose Registers) y ALUs
(Arithmetic Logical Units) capaces de almacenar 64 bits de direcciones del sistema en un
espacio de direcciones virtuales, almacenan informacién en formatos de 64 bits y
realizan operaciones aritméticas en operandos de 64 bits. Almacena méis de 4 GB de
memoria fisica y virtual y soporta ambientes simultdneos de 32 y 64 bits. Un procesador
de 64 bits puede direccionar grandes cantidades de memoria fisica mientras que el de 32
bits estd limitado a nomas de 4 GB. De igual forma puede manipular con mayor
velocidad informacién de alta precision. Muchas de las aplicaciones para 32 bits
existentes pueden tener conflicto directo con la migracién a uno de 64 bits por el nimero
cientifico, ingenieria y el disefio de las mismas que puede tomar ventaja de la capacidad
de la memoria adicional. Las capacidades de las aplicaciones de 64 bits son en su
mayoria criticas para servidores y estaciones de trabajo variando de la categoria del
software incluyendo, bases de datos, negocios inteligentes, planeacion de recursos

empresariales, la creacion de contenidos y disefio.

Tecnologia Multi-Core: Estin disefiados para incluir dos o mds nicleos completos de
CPUs dentro de un procesador activando el manejo simultaneo de actividades, creando
mejoras de funcionamiento de unidad de disco para usos a escala variable manteniéndose

sobre la constante.
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La tendencia de los ultimos afios ha sido la de integrar mds nucleos dentro de un
mismo empaque, ademds de componentes como memorias cache y controladores de
memoria, elementos que antes estaban montados sobre la placa base como dispositivos

individuales.

Siendo esta tendencia lo que ha llevado a los grandes competidores y fabricantes
de los mds comunes y completos microprocesadores, Intel y AMD a llevar la tecnologia
al limite creando microprocesadores no solo con méas velocidad de procesamiento sino
capaces de crear toda una soluciéon como ejemplo claro estd el ambiente de Virtualizacién
que Intel y AMD integran en sus procesadores desde controladores, tarjetas de red,
Chipsets y dispositivos E/S. Se ha visto que en la actualidad los mercados mas
competentes de servidores lo han ido integrando. Mientras los fabricantes de
microprocesadores compiten para formar parte de los equipos de mads alta calidad dando
sus mejores postores: Opteron y Atlon por parte de AMD; Xeon e Itanium por parte de

Intel.

A continuacién un paso breve por la historia de estas empresas y el detalle de sus

postores.

3.1.1 Intel

Fundada el 18 de julio de 1968 como Integrated Electronics Corporation por los
pioneros en semiconductores Robert Noyce y Gordon Moore, y muchas veces asociado
con la direccidn ejecutiva y la vision de Andrew Grove [33; Gordon More famoso por la
Ley de Moore que en 1965 formulo que la densidad de los circuitos integrados de Silicén
estaban seguidos por la curva (bits por pulgada cuadrada) = 2 X ((t-1962)) donde ¢ es el
tiempo en afios; esto es, la cantidad de informacion almacenable dada en una cantidad de

Silicén tendia a doblar cada afio desde que la tecnologia fue inventada.

Intel y su amplia gama de servidores multi-core de 64 bits, permiten optimizar y
adaptar los entornos informaticos con el fin de maximizar el uso de los servidores segin
la carga de trabajo y ofreciendo un margen de ampliaciéon para acompaiar el

crecimiento 34
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Es por eso que Intel lanza la gama de microprocesadores tanto para servidores
como PCs, para lograr cubrir las necesidades de una empresa que quiera ser parte de este
cambio informdtico. Para ello Intel presenta su tecnologia de virtualizacién, donde se
trata de aprovechar al mdximo los servicios y aplicaciones que se pueda sin desfalcar a la
empresa que lo quiera adquirir y estar bajo un ambiente de tecnologia de punta costeable
de igual manera en un ahorro de energia lo que lo llevara a un ahorro en el costo total de

propiedad.

3.1.1.1 Procesadores Intel para servidores

Los procesadores Intel para servidores ofrecen un desempefio superior con un
consumo eficaz de energia para aplicaciones empresariales. Estos procesadores Intel, que
impulsan una amplia gama de servidores multi-core de 64 bits, permiten optimizar y
adaptar los entornos informaticos con el fin de maximizar el uso de los servidores segin

la carga de trabajo y le ofrecen un margen de ampliacion para acompaiiar el crecimiento.

3.1.1.1.1 Tecnologia Single-Core

Intel lanza su tecnologia single-core con procesadores aptos solo para
computadoras portatiles, con disefios para la ayuda de extension de la bateria, el mejor
manejo de aplicaciones como CAD y creacién de modelos en 3 y 2D, manejo de los
buses y memoria cache permitiendo un mayo desempefio y menor consumo de energia.
Sin embargo aun asi se veia deficiencia en el manejo de multiples aplicaciones de trabajo
duro ya que la entrada de hilos al procesador se realizaba una por una, logrando asi un
manejo lento de los mismos. Es hasta el lanzamiento de la nueva tecnologia donde los

procesadores y su velocidad ven una mejora favorable.

Figura 4. Procesador Single-Core
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3.1.1.1.2 Tecnologia Multi-Core

Con el lanzamiento de la tecnologia multi-core para los procesadores de Intel se
proporciona la entrada a un sinfin de beneficios denotados por la gran funcionalidad del
mismo ofreciendo niveles de despefio muy altos con un consumo eficaz de energia, lo
que para los fabricantes de estos dispositivos se ha convertido en su mayor reto. Los
procesadores se encuentran basados en una tecnologia basada en Hafnio (HF) por lo
siguiente: el hafnio es un elemento quimico sumamente ductil, el cual se ha integrado a
los procesadores para brindarles menos fuga de electricidad, permitiendo desarrollar
procesadores mads pequeflos, mas eficaces pero, con menor consumo de energia.
Permitiendo que la tecnologia del transistor haya pasado de 65 a 45 nandmetros, y
lanzada recientemente la segunda generacion con una tecnologia de 32nm y e integrando

8 nucleos al procesador.
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Figura 5. Procesadores Dual y Quad-Core

Gracias a las caracteristicas fisicas con las que estos procesadores Intel han sido
mejorados, lanzo una serie de tecnologias integradas en las familias de procesadores

Xeon e Itanium que permitiéndoles un mayor desempefio.
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3.1.1.1.3 Tecnologia Turbo Boost

Esta nueva tecnologia permite al procesador entregar un mayor rendimiento
cuando sea necesario. Trabaja en conjunto con otras innovaciones de Intel, entregando
mejor rendimiento cuando y donde sea necesario. Cuando el procesador detecta una
aplicacion un funcionando por debajo de su poder, temperatura o al limite de corriente
aumenta las frecuencias del reloj para incrementar el rendimiento de los procesadores o
nucleos activos. Por ejemplo en una PC que se encuentra corriendo una aplicaciéon
sencilla que es multihilo (milti-threading) esta tecnologia reacciona incrementando la
frecuencia del reloj aun mas lejos; de igual manera, esta tecnologia trabaja si todos los
nucleos se encuentran activos, siempre y cuando el procesador se encuentra trabajando
por debajo de sus limites capacidad y desempeio. Esta tecnologia requiere una
plataforma con un procesador que tenga la capacidad para el Boost Technology y puede

variar dependiendo del hardware, software y la configuracion del sistema.
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Figura 6.Tecnologia TB para Dual, Single y Quad-Core
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3.1.1.1.4 Tecnologia Hyper-Threading

Intel ha desarrollado una tecnologia que permite correr procesos paralelos en o
multiples aplicaciones simultineamente, hyper-threading; que admite la entrada de dos
hilos para que sean procesados en un solo nicleo. Esta nueva tecnologia se incluye en
cada nucleo del procesador permitiendo doblar la cantidad de hilos que vayan a ser
procesados en paralelo al mismo tiempo. Por ejemplo, en un procesador tradicional de un
solo nucleo solo se pude procesar un hilo a la vez, aplicindole esta tecnologia al
procesador permite la entrada al procesador de dos hilos. O bien, en un procesador de
doble nucleo, permite la entrada de dos hilos por cada nicleo, lo que me permitiria una
entrada de 4 hilos. Lo mismo ocurrird con un procesador de cuatro nicleos, que tiene un

procesamiento en paralelo de 8 hilos ya aplicdndole esta tecnologia.

Incorporar la informética de alto rendimiento, la computacién en nube y la rapida
adopcion de la virtualizacién estd causando que existan servicios multitareas mas que
nunca, la velocidad con la que los servidores pueden procesar y cada incremento en los
hilos del software significan un problema critico para las empresas. Esta tecnologia
direcciona este desafio, como se dijo en el parrafo anterior, permitiendo que el proceso de
un segundo hilo de algin software sea procesado simultineamente en el mismo nicleo.
Esta tecnologia unica permite que las aplicaciones tengan sean mds sensibles a las

necesidades de los usuarios y mejorar la pro actividad y servicios de los mismos.
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3.1.1.1.5. Intel Xeon Serie 5000
Procesadores multi-core de 64 bits, unidireccionales y bidireccionales, disefiados

Thrgaﬂ >

para un gran desempefio y una maxima eficiencia en el consumo de energia, cuentan con

el equipamiento ideal para una amplia variedad de aplicaciones de informaética de alto

desempefio (HCP), de infraestructura en nube y de alta densidad. A continuacién la

familia del Xeon 5000, por modelo de procesador, velocidad QPI o bien Intel QuickPath

Interconnect la cual es una conexién punto a punto, y competencia de la tecnologia

HyperTransport de AMD, el cual se explicara mas delante; Memoria cache, velocidad

base y mdxima del procesador, potencia, nicleos y subprocesos

Vel. Intel Memor,l . | Frecuencia | Alimenta | No. de No. de
Modelo a caché | Frecuenci L . . s .
QPI maxima cion nucleos | subprocesos
L3 a Base
Tecnologia 32 nm
X5680 6,4 GT/s 12 MB 3,33 GHz 3,6 GHz 130 W 6 12
X5677 6,4 GT/s 12 MB 3,46 GHz | 3,733 GHz 130 W 4 8
X5670 6,4 GT/s 12 MB 2,93 GHz | 3,333 GHz 95 W 6 12
X5667 6,4 GT/s 12 MB 3,066 3,466 GHz 95 W 4 8
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GHz
X5660 6,4 GT/s 12 MB 2,8 GHz 3,2 GHz 95 W 6 12
X5650 6,4 GT/s 12MB | 2,66 GHz | 3,066 GHz 95 W 6 12
L5640 5,86 GT/s 12MB | 2,26 GHz 2,8 GHz 60 W 6 12
L5630 5,86 GT/s 12MB | 2,13 GHz 2,4 GHz 40 W 4 8
L5609 4,8 GT/s 12 MB 1,86 GHz | 1,86 GHz 40W 4 4
E5640 5,86 GT/s 12MB | 2,66 GHz | 2,933 GHz 80 W 4 8
E5630 5,86 GT/s 12MB | 2,53 GHz 2,8 GHz 80 W 4 8
E5620 5,86 GT/s 12 MB 2,4 GHz | 2,666 GHz 80 W 4 8
Tecnologia de 45 nm
X5570 6,4 GT/s 8 MB 2,93 GHz NA 95 W 4 8
X5560 6,4 GT/s 8 MB 2,8 GHz NA 95 W 4 8
X5550 6,4 GT/s 8 MB 2,66 GHz NA 95 W 4 8
L5530 5,86 GT/s 8 MB 2,4 GHz NA 60 W 4 8
L5520 5,86 GT/s 8 MB 2,26 GHz NA 60 W 4 8
L5518 5,86 GT/s 8 MB 2,13 GHz NA 60 W 4 8
L5508 5,86 GT/s 8 MB 2 GHz NA 38 W 2 4
L5506 4,8 GT/s 4 MB 2,13 GHz NA 60 W 4 4
E5540 5,86 GT/s 8 MB 2,53 GHz NA 80 W 4 8
E5530 5,86 GT/s 8 MB 2,4 GHz NA 80 W 4 8
E5520 5,86 GT/s 8 MB 2,26 GHz NA 30 W 4 8
E5507 4,8 GT/s 4 MB 2,26 GHz NA 80 W 4 4
E5506 4,8 GT/s 4 MB 2,13 GHz NA 30 W 4 4
E5504 4,8 GT/s 4 MB 2 GHz NA 80 W 4 4
E5503 4,8 GT/s 4 MB 2 GHz NA 30 W 2 2
E5502 4,8 GT/s 4 MB 1,86 GHz NA 80 W 2 2

3.1.1.1.6 Intel Xeon Serie 6000

Tabla 2. Especificaciones de Intel Xeon Serie 5000

Procesadores multi-core de 64 bits, bidireccionales, y hasta 16 hilos utilizando

HyperTheading ideal para cargas de trabajo con restricciones de memoria.

32



Vel. Intel Memor} Frecuenci | Frecuenci | Alimenta | No. de No.de
Modelo a caché L. P .
QPI 1.3 a Base a maxima cion nicleos | subprocesos

Tecnologia 45 nm

X6550 6,4 GT/s 18 MB 2 GHz 2,4 GHz 130 W 8 16
E6540 6,4 GT/s 18 MB 2 GHz 2,266GHz 105 W 6 12
E6510 4,8 GT/s 12 MB 1,73GHz | 1,73 GHz 105 W 4 8

Tabla 3. Especificaciones Intel Xeon Serie 6000

3.1.1.1.7 Intel Xeon Serie 7000

Procesadores multi-core de 64 bits, disefiados para un maximo desempeio y
confiabilidad, escalables masivamente de 4 a 32 direcciones, disefiados para soportar

proyectos de virtualizacién y aplicaciones con alta exigencia de datos.

Vel. Intel Memorl’ Frecuenci | Frecuenci | Alimenta | No.de No. de
Modelo a caché L. ‘2 p subproce
QPI a Base a maxima | cion nucleos
L3 S0S
Tecnologia 45 nm
X7560 6,4 GT/s 24 MB | 2,266 GHz | 2,666 GHz 130 W 8 16
X7550 6,4 GT/s 18 MB 2 GHz 2,4 GHz 130 W 8 16
X7542 5,86 GT/s 18 MB | 2,666 GHz 2,8 GHz 130 W 6 6
X7460 1066 MHz 16 MB 2,66 GHz NA 130 W 6 6
L7555 5,86 GT/s 24 MB 1,866 GHz | 2,533 GHz 95 W 8 16
L7545 5,86 GT/s 18 MB 1,866 GHz | 2,533 GHz 95 W 6 12
L7455 1066 MHz 12 MB 2,13 GHz NA 65 W 6 6
L7445 1066 MHz 12 MB 2,13 GHz NA 50 W 4 4
E7540 6,4 GT/s 18 MB 2 GHz 2,266 GHz 105 W 6 12
E7530 5,86 GT/s 12 MB 1,866 GHz | 2,133 GHz 105 W 6 12
E7520 4,8 GT/s 18 MB 1,866 GHz | 1,866 GHz 95 W 4 8
E7450 1066 MHz 12 MB 2,4 GHz NA 90 W 6 6
E7440 1066 MHz 16 MB 2,4 GHz NA 90 W 4 4
E7430 1066 MHz 12 MB 2,13 GHz NA 90 W 4 4
E7420 1066 MHz 8 MB 2,13 GHz NA 90 W 4 4

Tabla 4. Especificaciones Intel Xeon Serie 7000

3.1.1.1.8 Intel Itanium Serie 9000

Procesadores que ofrecen un desempefio potente y escalable para entornos UNIX

y mainframe, ademds de disponibilidad de nivel internacional para sus aplicaciones
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fundamentales, sistemas ideales para entornos robustos, como aplicaciones de bases de

datos, inteligencia comercial y planificacion de recursos empresariales.

T T - P
0 L2 reloj 0s acion ion Intel Threading
9330 | o4MB | 173GHz | 48GTiQPL | 4 | 185W Si Si
9340 1 soMB | 1,60GHz | 48GTiSQPL | 4 | 185W Si Si
9330 1 soMB | 146GHz | 48GTISQPL | 4 | 155W Si Si
9320 1 \oMB | 133GHz | 48GTiSQPL | 4 | 155W Si Si
310 1 joMB | 1,60GHz | 48GTIQPL | 2 | 130w Si Si
OI2M 1y MB | 166GHz | 677MHZFSB | 2 | 104 W Si Si
OLON | oy MB | 1,60GHz | 533MHZFSB | 2 | 104W Si Si
OI0M | o4 MB | 166GHz | 677MHZFSB | 2 | 104W Si Si
140N | e MB | 1,60GHz | 533MHZFSB | 2 | 104W Si Si
O14OM | 1o MB | 166GHz | 667TMHZFSB | 2 | 104W Si Si
OI30M | gMB | 166GHz | 677MHZFSB | 2 | 104W Si No
120N | o MB | 142GHz | 533MHZFSB | 2 | 104W Si Si
NN | 1) MB | 1,60GHz | 533MHZFSB | 1 | 75W Si No
9030 1 sy MB | 1,60GHz | 533MHZFSB | 2 | 104 W Si No
9040 1 1sMB | 1,60GHz | 533MHZFSB | 2 | 104w Si No
9030 1 eMB | 160GHz | 533MHZFSB | 2 | 104w Si No
9020 1 oMB | 142GHz | 533MHZFSB | 2 | 104w Si No
P15 1 omB | 140GHz | 533MHZFSB | 2 | 104 W Si No
9010 Si No
6MB | 1,60GHz | 533MHzFSB | 2 | 104w

Tabla 5. Especificaciones de Intel Itanium Serie 9000
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3.1.2 AMD - Advanced Micro Devices, Inc.

Empresa fundada el 1ro de Mayo de 1969 por Jerry Sanders y siete de sus amigos
en Sunnyvale, California. Es una de las compafifas mas grandes del mundo en produccion
de microprocesadores compatibles x86 (junto a Intel) y uno de los mds importantes

fabricantes de CPUs, GPUs, chipsets y otros dispositivos semiconductores.

AMD empez6 a producir chips 16gicos en 1969, luego entré en el negocio de
chips de Memoria RAM en 1975. Ese mismo afio, introduce un clon del microprocesador
8080 de Intel, creado mediante ingenieria inversa. Durante este periodo, también disefid y
produjo una serie del procesador Bit slicing (Am2900, Am29116, Am293xx), que se

utilizé en distintos disefios de micro computadoras.

Durante ese tiempo, AMD intent6 abarcar el mercado de RISC con el
microprocesador AMD 29000, que intent6 diversificarse hacia el audio y los gréficos, asi

como los dispositivos de memoria EPROM.

Tuvo cierto éxito a mediado de los 80 con el AMD7910 y AMD7911 "World
Chip" FSK médem. Si bien el AMD 29K ha sobrevivido como un procesador embebido y
AMD Spansion sigue siendo lider en la industria de memoria flash, AMD no tuvo el éxito
con sus otras tareas y decide hacer un cambio de rumbo y concentrarse en memorias flash
y los procesadores Intel. Esto hizo que entrara en competicion directa con Intel para los

microprocesadores x86 y las memorias flash en un mercado secundario. 4

Declardandose como el primer competidor en forma de Intel, AMD logra ingresar
al mercado de empresas importantes como lo son IBM, CISCO, DELL, Sun
Microsystems, entre otras; presentando sus microprocesadores disefiados con las

tecnologias de acoplamiento para servidores.

3.1.2.1 Plataforma Opteron Serie 6000

Es una plataforma basada en la siguiente generacién de la arquitectura de
conexidn directa 2.0 con mds de 48 nucleos en total con una configuracion de 4P o lo que

seria 4 procesadores, esta plataforma permite doblar la memoria de ancho de banda y
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provee cerca del doble ancho de banda de salida de E/S de la generacion previa de
servidores de 2P y 4P con dos y cuatro procesadores respectivamente, sumando un total
de 24 y 48 nucleos nativos. La topologia, 2P, se refiere a cada nodo que hace uso de una
conexion HyperTransport de 16 bits, y si se trata de una topologia 4P hablamos de
conexiones HyperTransport de 8 bits para asegurar que todos los nodos estidn
interconectados entre si.

Siendo en esta gama de procesadores, AMD superior a Intel, ya que poniendo
cara a cara al Opteron 6000 y al Intel 7500, AMD es superior ya que cuenta con hasta 12

nucleos dejando atrés a Intel que lanza el 7500 con hasta 8 nicleos por procesador.

No. . Frecuencia Cache | Alimen
Modelo Nucleos Frecuencia del Bus Cache L2 L3 tacién
Tecnologia 45 nm

6176 SE 12 2.3 GHz 1.8 GHz 512 KB 12 MB 105 W
6174 12 2.2 GHz 1.8 GHz 512 KB 12 MB 80 W
6172 12 2.1 GHz 1.8 GHz 512 KB 12 MB 80 W
6168 12 1.9 GHz 1.8 GHz 512 KB 12 MB 80 W
6136 8 2.4 GHz 1.8 GHz 512 KB 12 MB 80 W
6134 8 2.3 GHz 1.8 GHz 512 KB 12 MB 80 W
6128 8 2.0 GHz 1.8 GHz 512 KB 12 MB 80 W
6164 HE 12 1.7 GHz 1.8 GHz 512 KB 12 MB 65 W
6128 HE 8 2.0 GHz 1.8 GHz 512 KB 12 MB 65 W
6124 HE 8 1.8 GHz 1.8 GHz 512 KB 12 MB 65 W

Tabla 6. Especificaciones Opteron Serie 6000

3.1.2.1.1 Opteron Quad-Core

Disefiados para un rendimiento 6ptimo de las aplicaciones con multiples procesos,
cuenta con cuatro ndcleos en una unica placa para compartir eficazmente los datos y tiene
una estructura de caché mejorada con un controlador de memoria integrado disefiado para
admitir aplicaciones con multiples procesos.

Gracias a las tecnologias de  AMD PowerNow mejorada y a la incorporacién de
AMD CoolCore, reducen las necesidades de energia de los centros de datos y los costos
en refrigeracion, gracias a la reduccién del consumo de energia de la infraestructura de

TI, eficiencia energética mejorada.
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A su vez los procesadores cuentan con arquitectura de conexion directa ofrecen
una eficacia de la plataforma de virtualizacién. Con la tecnologia AMD Virtualization
(AMD-V) con indexacién de virtualizacion ripida, permitiendo a los procesadores
acelerar el rendimiento de las aplicaciones virtualizadas y mejorar la eficacia del cambio
entre equipos virtuales, para que los clientes puedan tener mds equipos y usuarios
virtuales por sistema y maximizar asi la consolidacién y las ventajas de ahorro de energia

de la virtualizacion.

3.1.2.1.2 Opteron Six-Core

Es un procesador que segun el fabricante es el primero con seis nucleos, con
Direct Connect Architecture para servidores de dos, cuatro y ocho conectores. Los
procesadores Six-Core al trabajar con mds niucleos y tener una mayor escalabilidad nos
lleva a un mayor consumo energético que los Quad-Core, debido a que el procesador
brinda hasta un 34% madas de desempefio por vatio en comparacién con los procesadores
de las generaciones anteriores en la misma plataforma. Una de las ventajas es que la
migracion de un procesador Quad-Core al Six-Core es bastante sencilla ya que al usar la
misma plataforma, pueden intercambiarse al momento de migrar, trayendo la ventaja de
que el computo de alto desempeiio (HPC), la virtualizacion y las cargas de trabajo de la
base de datos se benefician de un mayor ancho de banda de memoria STREAM 4P de
hasta 60 por ciento habilitado por HT Assist de la tecnologia HyperTransport, que permite
reducir el trafico y la latencia entre los procesadores. La tecnologia AMD Virtualization
(AMD-V) y el paquete AMD-P de caracteristicas de administraciéon de energia se
encuentran disponibles para todos los niveles de energia y desempefio, y representan una

alternativa garantizada.

3.1.3 SPARC- Scalable Processor ARChitecture

Es una arquitectura RISC big-endian. Es decir, una arquitectura con un conjunto
reducido de instrucciones. Fue originalmente disefiada por Sun Microsystems y dirigido
por el ingeniero Kaa en 1985, se basa en los disefios RISC I y II de la Universidad de

California en Berkeley que fueron definidos entre los afios 1980 y 1982.
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La empresa Sun Microsystems disend esta arquitectura y la licenci6 a otros
fabricantes como Texas Instruments, Cypress Semiconductor, Fujitsu, LSI Logic entre
otros. SPARC es la primera arquitectura RISC abierta y como tal, las especificaciones de
disefio estidn publicadas, asi otros fabricantes de microprocesadores pueden desarrollar su

propio disefo.

Una de las ideas innovadoras de esta arquitectura es la ventana de registros que
permite hacer facilmente compiladores de alto rendimiento y una significativa reduccién
de memoria en las instrucciones cargar/guardar en relacion con otras arquitecturas RISC.
Las ventajas se aprecian sobre todo en programas grandes. Compuesta de una unidad
entera, Ul (Integer Unit) que procesa la ejecucion bésica y una FPU (Floating-Point
Unit) que ejecuta las operaciones y cdlculos de reales. La IU y la FPU pueden o no estar

integradas en el mismo chip.

Aunque no es una parte formal de la arquitectura, las computadoras basadas en
sistemas SPARC de Sun Microsystems tienen una unidad de manejo de memoria (MMU)
y un gran caché de direcciones virtuales (para instrucciones y datos) que estan dispuestos

periféricamente sobre un bus de datos y direcciones de 32 bits. [i5)

3.2 Buses del Sistema

Un bus es un set de conductores, que conectan las unidades funcionales de la
computadora. Es llamado bus, porque viaja hacia todos los destinos que se requiera.
Existen buses locales que conectan los elementos con el CPU y buses que conectan a la
computadora con memorias externas y periféricos. El bus front-side provee un perfil
paralelo de transferencia de datos entre el CPU, la memoria principal y los buses
periféricos. El tamafio del bus determina la velocidad de la transferencia de datos,
considerando que un Byte son 8 bits, un bus de 16-bits transfiere dos bytes a la vez sobre
16 cables, el cual es el doble de rapido que si se enviaran 1 byte a la vez. Con un bus de
32-bits, se mueven 4 bytes a la vez. Los buses estdn normalmente en secuencias de 33

MHz o 66 MHz.
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3.2.1 Reloj del Sistema

El reloj del sistema temporiza todas las transferencias y operaciones en el bus del
sistema, utiliza un cuarzo de cristal, que cuando es eléctricamente cargado adquiere una
resonancia a en ciertas frecuencias, este rango de resonancias es medido por millones de
ciclos por segundos en Megahertz. Siendo esta resonancia la que determine la

temperatura a la cual se expondra el sistema una vez que este encendido y trabajando.

3.2.2 Bus Frontal
O normalmente conocido como el Front Side Bus, es la via que con la que el

procesador se comunica con la RAM y el chipset.

3.2.3 Bus Posterior

Es un bus especial del microprocesador que conecta el CPU con la memoria cache
L2. Comunmente el bus posterior corre a mayor velocidad de reloj que el bus frontal que
conecta el CPU con la memoria principal. Normalmente se le conoce como el Back Side

bus.

3.2.4 Bus de Memoria

Es un conjunto de cables que se utilizan para llevar las memorias de direccion y la
informacién a la RAM del sistema. El bus de memoria en casi todas las PCs esta
compartido con el bus del procesador que conecta de la memoria del sistema hacia el
procesador y el chipset. El bus de memoria es parte de la jerarquia de los buses de del
sistema de las PCs y estd compuesto por dos partes: el bus de datos y el bus de

direcciones.
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3.2.4.1 Bus de Direcciones

El bus de direcciones se utiliza para seleccionar las direcciones de memoria de la

informacion que ira o vendrd y que sea leida o escrita.

3.2.4.2 Bus de Expansion

Estdn disefiados para hacer mas ficil la conexion de los dispositivos con el

sistema de la computadora.

3.2.5 PCI

Interconexién de Componentes Periféricos (por sus siglas en ingles PCI,
Peripherial component Interconnect) es un bus de expansion con arquitectura de 32 o 64
bits que corre a velocidades de 20 — 33 MHz, soporta la conexién de inmediato.

Los PCI pueden tener las siguientes variantes en tarjetas:

® 33 MHz/32-bit

® 66 MHz/32-bit

* 66 MHz/64-bit

Un controlador de PCI puede tener acceso a tres o cuatro ranuras de extension PCI y
los tipicamente multiples controladores seran utilizados en un entorno de una sola

computadora.

3.2.6 PCI-X

El bus de expansion de PCI-X es el sucesor de los PCI. Provee un crecimiento en
el ancho de banda sobre los dispositivos convencionales con los que trabaja PCI,

haciéndolo con mayor eficiencia.

PCI-X provee mayor velocidad a mds de 133MHz y tasas de transferencia

aproximadamente de 1 GB por segundo. Estas también son compatibles con los
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dispositivos para PCI, permitiendo que las PCI-X operen en las ranuras estandar. Los
dispositivos pueden bajar su velocidad de transferencia de 33 o 66 MHz cuando son
instalados en equipos sin ranuras para PCI-X.
Los PCI-X se encuentran en diferentes velocidades, incluyendo:

e 64-bita 66 MHz =533 MB/s

e 64-bita 100 MHz = 800 MB/s

e 64-bita 133 MHz = 1066 MB/s

3.2.7 PCle

Mgt—|
USB— South

Video— g
SATA Bridge

8
= Most 10 driven off
NB via PCI Express

PCI

32
Ghl/s Gbis

X4 & %8 PCI Express
slots directly off NB

= ; {less latency)
—r/
Legacy PCI-X slots [t
via bridge O y
(which adds latency) Y 8.5 Gb/s/slot

Figura 8. Arquitectura PCle

Los PCle o PCI exprés fue desarrollado para remplazar a los buses PCI y AGP en
las tarjetas madre. Algo similar en cuanto a beneficios cando el PCI original remplazé a
los ISA o los interconectores VL en los inicios de los afios 1990s, se abre el potencial del
servidor y de las computadoras de escritorio para una amplia variedad de usos por ancho

de banda y mejoras de voltaje sobre legacia de las ranuras PCI.

La arquitectura fue disefiada en un inicio con especificaciones abiertas, para

direccionar la amplia gama de los sistemas interconectaros actuales y del futuro con
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requerimientos para las exigencias de multiples segmentos de mercado en industrias de

comunicaciones y la informaética.

Caracteristicas PCI-X 2.0 PCI-Expres Beneficos de PCI-Express
Bus compartido Bus Serial Funcionamiento escalable
Arquitectura Multi-Drop punto a punto ancho de banda garantizado
uni direcional bidirecional sin conflictos en dispositivos
Ancho de Banda| Capsulado a 2.1GB/sec | Escalable to 8.0 GB/sec & mas 10 GB/secy mas
Conectores 188 pins 36-164 pins dlsen? sm_wpre proporciona mayo
128mm 25-89mm fiabliad y menor costo
menos latencia que entrega un algo

Requiere puente PCI

) X i desempefio
Chipset chipsets nativos -
Lower costs due to no PCl bridge
ASICs
ASICs
. Compatible con software existente
Drivers and
Modelo del softwarePCl Modelo del softwarePCl Puede co-existir con la gamade PCly
Software PCI-X

garantiza la entrega de informacion

calidad de servicio .
en tiempo real

Administracion -
. advertencia de erroren la
y manejo de ECC X
corriente

errores - mejor manejo y fiabilidad
manejo de errores

remplazo en caliente nativo

Tabla 7. Especificaciones PCle

3.3 Chipsets de Servidores

El chipset es un conjunto de pequeios circuitos integrados disefiados para realizar
funciones especificas, controla el sistema, sus capacidades y el hardware del servidor;
constituye la interfaz principal e interfases integradas. Es el centro de todas las
transferencias de datos que entran y salen de los dispositivos EIDE (discos duros por
ejemplo). Los chips son integrados, es decir estdn soldados en la tarjeta madre y no son
actualizable amenos que se compre una nueva tarjeta madre entera. Todos los datos
deben pasar por el chipset y es de la manera que los componentes se dirigen hacia el
CPU, para hacer la orden de todos estos datos, el chipset utiliza el controlador DMA y el

controlador de buses.

En la arquitectura de este podemos encontrar que se divide en dos chips,

normalmente llamados Northbridge (puente norte) y Southbridge (puente sur) estos
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comparten la funcién de controlar el trafico de datos en la tarjeta madre, se encuentran

conectados por un potente bus que es conocido como canal de enlace.

3.3.1 Northbridge

El Northebridge es el circuito integrado mds importante ya que constituye el
nucleo de la tarjeta madre que controla las funciones de acceso desde el microprocesador,
AGP o PCI-Express, memoria RAM, DDR, FSB, tarjeta de video, y el chip Southbridge.
Como funcién principal estd en controlar el funcionamiento del bus del procesador la
memoria y el puerto AGP/PCle sirviendo de conexién entre la tarjeta madre y los
principales componentes de la PC. Su tecnologia de fabricacion es tan compleja casi
como la de un microprocesador ya que por ejemplo en un chipset es el encargado de
sostener el bus frontal a alta velocidad que lo conecta con el procesador, ya que su
desempefio es en su mayoria muy elevado el Northbridge cuenta con un enfriador para
mantenerlo en una temperatura estable. El Northbridge cuenta con un bus de datos de 64
bits en la arquitectura X86 y funciona a frecuencias que van desde los 66MHz hasta 1 o

mas GHz.

3.3.2 Southbridge

Es conocido también como el concentrador de controladores de E/S, es un
circuito integrado que se encarga de coordinar los diferentes dispositivos E/S y algunas
otras funcionalidades de baja velocidad dentro de la tarjeta madre. El Southbridge no esta
conectado al CPU de la tarjeta madre, pero se comunica con esta indirectamente a través
del Northbridge. Dentro de las funcionalidades del Southbridge se encuentran: Bus PCI,
Bus ISA, SMBus, controlador DMA, controlador de interrupciones, controlador de IDE
(SATA o ATA), puente LPC, reloj en tiempo real, administracion de la potencia eléctrica
(AMP y ACPI), BIOS, tarjeta de sonido; y en algunos casos: Firewalls, Mdédems,
Ethernet, RAID, USB, Codec de Audio, teclado, ratén y puertos seriales. En los actuales

se ha incluido conexiones para comunicar al HyperTransport o QuickPath Interconnect.
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Desde que los chipsets se volvieron tan importantes, ya que tienen que saber cdmo
comunicarse con todos los demds componentes, son disefiados para empleos y

configuraciones especificas.

Processador

@ Bus Comin

AGE b ‘ .
i Memaria

MNorth Bridge

o

+—>
+—>

ISA IDE

+—>

South Bridge G
BIOS I e

Super 1/0

Figura 9. Diagrama a bloques del chipset

3.3.3 Intel Chipset

Los chipsets de Intel contienen avanzadas tecnologias que permiten revolucionar
los gréficos para los juegos y multimedia, videos de alta definicién, videoconferencias
proporcionando audio y video de alta calidad. Optimizados para la tecnologia de 45nm,

canales de memoria dobles de DDR3 que brindan una mayor velocidad de respuesta.

Dentro de la tecnologia de Intel en chipsets se encuentran: la tecnologia de
graficos integrada con soluciones de visuales para videos en tercera y alta definicion; la
tecnologia de alta definicién en audio, capaz de desempefiarse sin tener que necesitar una
tarjeta de audio adicional; tecnologia de activacion remota encargada de permitir a las
PCs habilitar servicios mdviles para comunicare con otra remotamente por medio de

Internet; tecnologia de almacenamiento en matriz, que mejora el rendimiento y fiabilidad

44



para sistemas equipados con discos duros Serial ATA; la tecnologia PCI Express, que
proporciona conexion estindar bidireccional, interconexién serial punto a punto,
capacidad de alto ancho de banda en transferencia de datos; la tecnologia Serial ATA que
proporciona alta transferencia de datos entre la PC y las unidades de discos duros y
opticos; la tecnologia USB, que permite conexiones rdpidas y configuraciones

automadticas de periféricos.

A inicios de este afio los fabricantes Dell lanzan al mercado su nueva generacion
de servidores, en la que deciden incluir el chipset 7500 que se describe a continuacién, lo
que le da una ventaja sobre AMD, y NVIDIA. Dejando claro que sobresale su
funcionamiento ya que con la nueva linea de servidores cumplen mas desempefios y
trabajos de alto rendimiento, ademds de integrase a la plataforma del procesador para el

buen desempefio de las nuevas tecnologias, que se explicaron en temas anteriores.

(ICH & othwer cormnects same as botiom if eeeded])

==
= |Processor [++=|Processor
~ali—fn-

Processor | FProcessor

Figura 10. Diagrama a Bloques Intel 7500 Chipset
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Procesadores Intel® Xeon® serie 7500,
Producto Chipset Intel® Procesadores procesadores Intel® Xeon® serie 6500 y
7500 procesadores Intel® Itanium® serie 9300
Categoria Servidores Bus de sistema 6.4,5,86 y 4.8 GT/s!
No. de Tamafio
procesadores 1-8 empaquetado 37.5mm x 37.5mm
Veloc;;lad USB
Q 6.40 GT/s USB 2.0
NO.IIJ)éIIE;I'tOS LAN integrada
12 10/100/1000
No. Puertos T
SATA 6 105°C

Tabla 8. Especificaciones Intel Chipset

Con el lanzamiento de estos nuevos productos Intel introduce una nueva conexién
punto a punto, competencia directa de la tecnologia ya conocida Hyper Transport de
AMD que se explicara en el siguiente apartado, por lo pronto la descripcién de lo que el

Quick Path Interconnect ofrece.

3.3.3.1 Intel Quick Path Interconnect

Los CPUs de Intel en un comienzo, utilizaban un bus externo llamado Front Side
Bus que era compartido entre la memoria y las peticiones de los dispositivos de E/S. La
nueva generacion de procesadores Intel cuenta con un controlador de memoria embebido
que permite tener dos buses externos, un bus de memoria para conectar el CPU y la
memoria; y el bus de dispositivos de E/S para conectar el CPU hacia el mundo exterior.

Este nuevo bus es llamado Quick Pacth Interconnect (QPI). Esta es la misma idea
que AMD utilizo desde el 2003, a partir de ese afio los CPUs tienen integrado un
controlador de memoria y utilizan el bus llamado HyperTransport (HTT) para realizar las
comunicaciones hacia los dispositivos de E/S. A pesar de que estas tecnologias trabajan
de la misma manera no son compatibles. Pero ya se explicara més delante a detalle el

funcionamiento de la tecnologia HTT, por lo pronto adentraremos en la QPL.
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Figura 11. Diagrama del FSB y QPI

Continuando con el QPI, se dice que no son buses por la conexién punto a punto
que manejan, ya que un bus es en si, un conjunto de cables que permiten que varios
componentes sean comentados al mismo tiempo, mientras que la conexién punto a punto

solo permite la conexion entre dos dispositivos.

El QPI dispone de dos filas separadas para la comunicacion entre el CPU y el
chipset, permitiendo al CPU transmitir/escribir y recibir/leer informacion de los
dispositivos de E/S al mismo tiempo, como si fuera una conexion en paralelo. Hablando
de chipsets Intel ha lanzado soluciones de un solo chip ya que desde que el CPU viene
con un controlador de memoria embebido, equivalente al NorthBridge chip, el chipset
trabaja como el SouthBridge chip o Hub de E/S, IOH como se le conoce normalmente

por sus siglas en ingles /O Hub.

Ahora bien, la manera en la que trabaja el QPI serd descrita a continuacion. Cada
fila transfiere 20 bits por tiempo, de esos 20 bits 16 son utilizados para la informacién y
los 4 restantes para la correccion de cédigo llamado Cyclical Redundancy Check. Esta
primera version del QPI trabaja con un rango de reloj de 3.2 GHz, transfiriendo dos datos
por ciclo de reloj lo que seria el DDR, haciendo que el bus trabaje como si estuviera
utilizando 6.4 GHz, aunque en Intel se suele utilizar la unidad GT/s para medir este
rango. Entonces comparando el FSB con el QPI transmite menos bits por ciclo de reloj
pero trabaja a un rango mucho maés alto ofreciendo 12.8 GB/s; por ejemplo, los FSB més

répidos utilizados en algunos procesadores Intel es de 1600 MHz transfiriendo 400 MHz
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por ciclo de reloj, entonces se podria decir que el QPI trabaja con un reloj de base ocho

veces mayor y teniendo mds ancho de banda disponible.

Version Intel Max. Max. Max. Ancho de Max. Ancho de

QuickPath Afio | Frecuencia Ancho banda agregado banda a 16-Bit

Interconnect QPI enlace (bidireccional) (unidirectional)
1 2008 3.2 GHz 20 Bit 25.6 GB/s 12.8 GB/s

Tabla 9. Especificaciones del QPI

El QPI es también mas rdpido que la tecnologia HyperTransport, ya que el rango
maximo de transferencia del HTT es de 10.4 GB/s, sin embargo los procesadores Phenom
mas nuevos utilizan una transferencia aun mas lenta de 7.2 GB/s, comparandolo con el

Intel Core 17 este tendria un bus externo 78% mas rapido.

Para la transmision eléctrica de cada bit se utiliza un par diferencial y dos cables;
en total el QPI utiliza 84 cables incluidos en las dos filas de transmisién antes
mencionadas, que es casi la mitad de cables utilizados en el FSB, 150 cables. El QPI
ofrece tres formas de suministro de energia llamados L0, LOs y L1, donde en modo LO el
QPI estard operando totalmente; en el modo LOs, los cables de datos y los circuitos que
conduces estos cables estardn apagados para ahorrar energia; y en el modo L1 todo estara
apagado, ahorrando aun mds energia, solo que gastard mas que el modo LOs al momento

de volver a encender el QPI.

Como ultima caracteristica, esta tecnologia ofrece un modelo de confiabilidad
unico para los servidores, ya que la division de cada linea de 20bits se encuentra formada
por cuatro filas de 5 bits, esta division permite una mejora en la confiabilidad del servidor
ya que si el receptor percibe que la conexion entre este y el transmisor estd fisicamente
dafiada puede apagar esa porcion del bus y seguir operando transmitiendo menos bits por

tiempo.

Entonces se puede decir que el QPI ofrece 3 ventajas sobre el FSB: la primera es
proporcionar filas de datos separadas para las peticiones de la memoria y de los

dispositivos E/S, la segunda seria proporcionar filas de datos separadas para leer y
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escribir, y la tercera es que utiliza menos cables para la transmisiéon de datos. A

continuacion el diagrama a bloques de un chipset Intel donde se muestra todo lo antes

mencionado.
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Figura 12. Diagrama a bloques para mostrar la locacién de un QPI en el chipset
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3.3.4 AMD Chipset

AMD ofrece chipsets para servidores, lo que permite que clientes disfruten de

las ventajas de una plataforma “AMD con componentes AMD”.

Disefio Especializado para AMD te ofrece la tecnologfa adecuada, en el momento propicio, para

Plataformas conseguir el valor y el rendimiento éptimos de la plataforma.

AMD te proporciona la estabilidad de una solucién completa con
procesador y chipset, desarrollada, probada y optimizada en los

Estabilidad laboratorios de AMD.

Los clientes pueden disfrutar de los beneficios de la dedicacién de

AMD a la plataforma y el sistema, ya que AMD adquiere, desarrolla y

Valor crea la ingenierfa de la solucién completa.
La plataforma AMD con componentes AMD permite realizar un
control de calidad més eficaz de la solucién completa mediante nuestra
Calidad

asistencia y nuestras relaciones con los ODM mds importantes del

sector.

Tabla 10. Caracteristicas Chipset AMD

3.3.4.1 AMD Hyper Transport

Los procesadores basados en la arquitectura AMD de 64bits como el Athlon 64,
Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Opteron, Sempron y Fhenom, cuentan con dos buses
externos de los cuales uno es utilizado para la comunicacién entre el CPU y la memoria
el cual es llamado bus de memoria; el otro es utilizado en la comunicacién entre el CPU y
todos los demds componentes a través del chipset y es llamado HyperTransport (HTT)
siendo un bus de E/S. para la descripcién de esta tecnologia se abreviara HTT, ya que

suele confundirse con la tecnologia Hyper Threading de Intel ya que tienen las mismas

siglas HT.

Teoéricamente la arquitectura usada en los procesadores AMD64 es mejor, ya que
estos se pueden comunicar con la memoria y los otros componentes al mismo tiempo,

algo imposible con los otros procesadores que contenian el FSB. Los CPU que van
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dirigidos a servidores, por ejemplo los procesadores Opteron, pueden contener de uno a
tres buses HTT dependiendo en el modelo, estos buses extras pueden ser utilizados para
interconectar varios CPUs permitiéndoles comunicarse entre ellos. Como se comento en
el apartado de QPI los procesadores con HTT también tienen la ventaja de tener caminos

de datos separados unos para la memoria otros para los E/S permitiendo al CPU

transmitir/escribir y recibir/leer datos de E/S al mismo tiempo.

Versién Afio Max. Frecuencia | Max. Ancho | Max. Ancho de banda agregado | Max. Ancho de banda a 16-Bit
HyperTransport HT enlace (bidireccional) (unidirectional)
1 2001 800 MHz 32 Bit 12.8 GB/s 3.2GB/s
1.1 2002 800 MHz 32 Bit 12.8 GB/s 3.2GB/s
2 2004 14 GHz 32 Bit 224 GB/s 5.6 GB/s
3 2006 2.6 GHz 32 Bit 41.6 GB/s 104 GB/s
3.1 2008 32GHz 32 Bit 51.2 GB/s 128 GB/s

Tabla 11. Especificaciones de la Tecnologia HTT

Esta tecnologia es ampliamente usada por las empresas AMD en procesadores
x86 y chipsets; PMC-Sierra, Broadcom y Raza Microelectronics en microprocesadores;
MIPS, NVIDIA, VIA Technologies y Silicon Integrated Systems en chipsets; HP, Sun
Microsystems, IBM y Flextronics en servidores; Cray, Newisys, QLogic y XtremeData

en sistemas informadticos de alto rendimiento, y Cisco Systems en routers.

Existen diferentes versiones de HTT: 1.0, 2.0, 3.0 y 3.1 que pueden funcionar
desde los 200MHz hasta 2.6GHz, mientras el bus PCI corre a 33 o 66 MHz. También
soporta tecnologia DDR), lo cual permite alcanzar un maximo de 5200 MT/s, 2600MHz

hacia cada direccion E/S funcionando a su maxima velocidad 2.6GHz.

Soporta conexiones auto-negociadas para determinar la velocidad. Su velocidad
de transferencia médxima, utilizando lineas de 32 bits, tiene por cada uno de sus 2 buses
un total de 20.8 GB/s (2.6GHz * (32bits / 8 )), lo que supone la suma de 41.6 GB/s en
ambas direcciones, superando con creces cualquier otro estdndar. Se pueden mezclar
también enlaces de varios anchos en una sola aplicacién (por ejemplo 2x8 en vez de

1x16). Esto permite una velocidad de interconexién mayor entre la memoria principal y
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la CPU y una menor entre los periféricos que lo precisen. Ademads esta tecnologia tiene

mucho menos latencia que otras soluciones.

HTT estd basada en paquetes. Cada uno de ellos consiste en un conjunto de
palabras de 32 bits independientemente del ancho fisico de la conexién. La primera
palabra de un paquete es siempre una palabra de comando. Si un paquete contiene una
direccion los dltimos 8 bits de la palabra de comando estardn enlazados con la siguiente
palabra de 32 bits para formar una direccion de 40 bits. Ademds se permite anteponer otra
palabra de control de 32 bits cuando se necesite una direccién de 64 bits. Las restantes
palabras de 32 bits en un paquete formardn la informacién util. Las transferencias,
independientemente de su longitud actual, estardn formadas siempre por multiplos de 32
bits.

Los paquetes de HTT entran en segmentos conocidos como tiempos bit. El
nimero de tiempos bit necesarios depende del ancho de la interconexion. HTT puede
usarse para generar mensajes de gestion de sistemas, sefiales de interrupciones, expedir
sondas a dispositivos adyacentes o procesadores y E/S en general y hacer transacciones
de datos. Normalmente se pueden usar dos tipos diferentes de comandos de escritura:
avisados y no-avisados. Las escrituras avisadas no precisan una respuesta del destino.
Son usadas primordialmente para dispositivos con un gran ancho de banda como trafico a
Uniform Memory Access o transferencias de Acceso directo a memoria. Las escrituras
no-avisadas precisan una respuesta del tipo destino hecho. La lectura también puede
provocar que el receptor genere una respuesta. A continuacién el diagrama a bloques de

un chipset Intel donde se muestra todo lo antes mencionado.
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Figura 13. Diagrama a bloques para mostrar la locaciéon de un HTT en el chipset

3.3.5 NVIDIA Chipset

Empresa fundada en enero de 1993, por Jen-Hsun Huang, Chris Malachowsky y
Curtis Periem en Santa Clara, California. La compafifa se ha convertido en uno de los
principales proveedores de circuitos integrados (CI), como unidades de procesamiento
grafico (GPU) y conjuntos de chips usados en tarjetas de graficos en consolas de video as
y tarjetas madre para las computadoras personales de igual manera con los sistemas

servidores.

Se ha convertido en un componente esencial para las empresas actuales. Es la
Unica compaiiia en ofrecer procesadores graficos y chipsets para servidores, estaciones de
trabajo, sistemas portatiles y PC de escritorio a través de una extensa gama de productos
utilizada por compaiiias de todo el mundo en los sistemas de misidn critica mas
complejos, combinan las nuevas interfases PCI Express (PCle), Gigabit Ethernet y SATA
con las conexiones de E/S tradicionales en un mismo chipset adaptable a sistemas con
uno o varios procesadores. Centrada en suministrar calidad y el rendimiento, NVIDIA
ofrece una arquitectura de drivers unificada y un modelo exclusivo de pruebas y

certificacién de sistemas empresariales para reducir los costes de administracion y
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proporcionar a los responsables de informadtica la flexibilidad y tranquilidad que

necesitan en su trabajo.

Los procesadores de comunicaciones y contenidos multimedia (MCP) NVIDIA

nForce Professional permiten aprovechar todo el potencial de los servidores basados en

procesadores AMD Opteron (¢

NVIDIA NVIDIA NVIDIA NVIDIA NVIDIA
nForce nForce nForce nForce nForce
Professional | Professional | Professional | Professional | Professional
3600 y 3050 3600 3400 2200 y 2050 2200
CPU Opteron Opteron Opteron Opteron Opteron
Vias PCI Express 56 vias 28 vias 28 vias 40 vias 20 vias
Enlaces 12 enlaces 6 enlaces 6 enlaces 8 enlaces 4 enlaces
Configuracién Flexible Flexible Fija Flexible Flexible
Unidades
SATA/PATA 12/24 6/2 6/2 8/4 4/4
Velocidad de
SATA 3Gb/s 3Gb/s 3Gb/s 3Gb/s 3Gb/s
RAID 0,1,0+1,5
NVIDIA Si
MediaShield
Gigabit Ethernet 10/100/1000
MAC Ethernet 4 2 2 2 1
Aceleracion de las Si
funciones TCP/IP !
Balanceo de
carga/tolerancia a Si Si Si - -
fallos (LBFO)
Gestion remota IPMI IPMI IPMI
2.0/ASF2.0 | 2.0/ASF2.0 | 2.0/ASF 2.0 ) )
Gestion del estado . . .
del chasis Si Si Si ) )
Puertos USB 10
Ranuras PCI 5

Tabla 12. Especificaciones NVIDIA Chipset
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3.4 Memoria

3.4.1 RAM

Memoria de Acceso Aleatorio (por sus siglas en ingles RAM, Random Access
Memory) Es la memoria de trabajo de la computadora, utilizada para almacenar la
informaciéon temporalmente mientras la computadora este prendida, corriendo
aplicaciones, etc. “Acceso aleatorio” se refiere al hecho de que cualquier area de la RAM
puede ser accedida directa e inmediatamente, al contrario de otros medios como las cintas
magnéticas que la informacién tiene que ser localizada en un punto especifico. RAM es
también nombrada memoria volétil ya que la informacién que contiene se perderd una
vez que se apague la computadora antes de grabarla en el disco. Fisicamente, estdn
constituidas por un conjunto de chips o médulos de chips normalmente conectados a la
tarjeta madre. Los chips de memoria son rectdngulos negros que suelen ir soldados en

grupos a unas plaquitas con "pines" o contactos.

3.4.1.1 SRAM/Cache

Memoria Estatica de Acceso Aleatorio (SRAM) y la memoria Cache de las
computadoras son dreas de almacenamiento temporal para accesos de informacion
frecuentes o recientes. Tener cierta informacion almacenada en la memoria cache,
aumenta la velocidad de operacién de la computadora. Existen dos tipos de memoria
cache: la interna o memoria cache y la externa o memoria cache del disco. La interna se
encuentra dentro del CPU mientras que la externa es en la tarjeta madre. Cuando un
elemento es llamado, la computadora primero checa si la informacién se encuentra en la
chache interna, luego en la externa y finalmente en el almacenamiento principia. Accesar
a la informacién desde una cache toma menos tiempo que recuperar la informacién de la
memoria principal; ya que el cache cuenta con chips de alta velocidad. Los chips SRAM
tienen tiempos de acceso del orden de 10 a 30 nanosegundos, mientras que las RAM
dindmicas estdn por encima de 30, y las memorias bipolares y ECL se encuentran por
debajo de 10 nanosegundos. El cache puede ser utilizado también como &drea de
almacenamiento temporal para los datos que se escriben en el disco mientras la

computadora se encuentra inactiva.
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Una memoria cache o CPU cache, es un banco de memoria que sirve de puente
entre la memoria principal y el CPU. Es més rdpida que la memoria principal y permite
que las instrucciones sean ejecutadas y los datos sean leidos a mayor velocidad. Las
instrucciones y datos que son transferidos a la cache estdn en bloques utilizando un
algoritmo look-ahead. LLa memoria cache es RAM estéticas, mientras que la memoria

principal es una variaciéon de RAM dindmica.

3.4.1.1.1 Cache L1

La memoria cache de nivel 1 estd integrada en CPUy funciona a la misma velocidad
que el micro con capacidades que van desde 2x8 hasta 2x64Kb. Contienen una velocidad
de transferencia rdpida para un bus de memoria, el conducto entre el CPU y la memoria
principal (DRAM) es de 66 MHz. Esta dividido en dos bloques uno contiene las
instrucciones y otro los datos, cuando se habla de su capacidad de almacenamiento se

dice que es de 2x16 Kb.

La cache L1 es una memoria pequefia y rapida que trabaja junto con la cache de
nivel 2 para proporcionar al CPU el acceso mucho mds rapido a datos importantes y

usados con frecuencia que la busca de la memoria principal.

3.4.1.1.2 Cache L2

La memoria cache de nivel 2 es un area secundaria que alimenta la memoria L1.
Incrementar el tamafio de la memoria L2 puede subir la velocidad de algunas

aplicaciones, pero de igual forma no tiene efecto en otras.

La primeras memoria caché L2 estaban ubicadas en la tarjeta madre, luego se
construyeron en el procesador, pero no dentro del, se localiza en un modulo de paquetes
de multichips separados o en un banco de chips por separado; mientras que la memoria

L2 externa lo encontramos dentro de la tarjeta madre.
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3.4.1.1.3 Cache L3

La memoria cache de nivel 3 es un banco de memoria construido en la tarjeta
madre o dentro del mddulo de CPU. La cache L3 alimenta a la L2, su memoria es
ligeramente mds lenta que la memoria L2, y a su vez, mds rdpida que la memoria
principal. La caché L3 es externa al propio nucleo, y en ocasiones es compartida por
varios o todos ellos, pero sigue siendo parte del CPU y aunque permite ahorrar tiempos

en operaciones de E/S se accede a ella a través del BSBUS.

3.4.1.2 DRAM

Memoria Dindmica de Acceso Aleatorio (DRAM) es un tipo de memoria que esta
almacenada en capacitares dentro de un chip y requiere que la sefial sea restablecida
periddicamente para poder enviarla. La mayoria de las computadoras tienen un chip de

DRAM ya que provee mds memoria por un menor precio.

El almacenamiento estd distribuido en una matriz de celdas de chips
rectangulares, similares a las celdas en una hoja de célculos electronica. Cada celda
consiste en un transistor y capacitor capaz de sostener una carga eléctrica que representa
un bit de datos. Cada célula de memoria inicamente es identificada por una direccion de
fila horizontal y una direcciéon de columna vertical. Los datos pueden ser leidos o
escritos a cualquier célula de memoria suministrando la direccion de la fila y de la
columna junto con sefiales de control necesarias. Esta memoria llegé a alcanzar
velocidades de 80 y 70 nanosegundos (ns), esto es el tiempo que tarda en vaciar una
direccion para poder dar entrada a la siguiente, entre menor sea el nimero, mayor la

velocidad.

Para ahorrar costos de fabricacién, la mayor parte de los chips de memoria usan
un juego comun de lineas de direccidn tanto para direcciones de columna como para la
fila. Sefiales de Direccion en Linea (RAS) identifica las sefiales que envia el

microprocesador a una DRAM para activar una direccion de linea; Senales de Direccidn
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en Columna (CAS) identifica las sefiales que envia el microprocesador a una DRAM

para activar una direccion de columna.

3.4.1.2.1 PM y FPM

En términos de memorias, una linea de celdas de memoria es llamada pagina. Una
memoria en modo de pagina (Page-Mode Memory) una direccién de fila es aplicada al
chip y la sefal de RAS permanece activa mientras las direcciones de columna
secuenciales son aplicadas y las sefiales CAS permanecen en ciclo hasta que una fila

entera de celdas de memoria sea leida o escrita.

Memoria Répida en Modo de Pagina (Fast Page-Mode Memory) El nombre de
esta memoria procede del modo en el que hace la transferencia de datos, que también es
llamado paginamiento rapido. Llegd a fabricarse en velocidades de 60ns y la forma que
presentaban era en médulos SIMM de 30 pines, para los equipos 386 y 486 y para los
equipos Pentium era en SIMM de 72 pines.

3.4.1.2.2 EDO

Esta memoria fue una innovacién en cuestion de transmisiéon de datos pudiendo
alcanzar velocidades de hasta 45ns, dejando satisfechos a los usuarios. La transmision se
efectuaba por bloques de memoria y no por instruccién como lo venia haciendo las
memorias FPM. Se utiliza en equipos con procesadores Pentium, Pentium Pro y los
primeros Pentium II, ademds de su alta compatibilidad, tienen un precio bajo y es una

opcidn viable para estos equipos. Su presentacion puede ser en SIMM 6 DIMM.

3.4.1.3 SDRAM

En 1996 aparecié la Memoria Dindmica de Acceso Aleatorio (SDRAM) en los
sistemas. La SDRAM es disefiada para sincronizarte sola con el tiempo del CPU, esto
habilita al controlador de memoria para que conozca el ciclo exacto del reloj cuando la

informacion requerida estard lista, de este modo el CPU no tiene que esperar para acceder
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a la memoria. Estd basada en la arquitectura de 64-bits del microprocesador utilizando

168 pins.

A diferencia de la DRAM asincrona (como FPM, EDO) que son medidas en
nanosegundos, la SDRAM es media en términos de Megahertz. Este cambio fue hecho
para relacionar la velocidad de memoria con la velocidad del bus frontal, que también es
medido en el Megahertz. Las DRAM asincronas corren a velocidades entre los 60-80
nanosegundos, mientras que las SDRAMs operan a 66, 100 o 133 MHz. Dividiendo la
velocidad del chip en 1 billén de nanosegundos se puede hacer la conversidon entre
nanosegundos y megahertz. Lo que significa que 66-MHz opera a 15 ns y 100 MHz
SDRAM opera a 10 ns.

El controlador de memoria opera a la velocidad que corresponden al bus frontal,
este controlador utiliza un cristal de cuarzo que cuando es eléctricamente cargado,
resuena a ciertas frecuencias. Estos rangos de resonancia son medidos en millones de
ciclos por segundo en Megahertz. Estos cambios benefician al tiempo de respuesta de la
memoria, porque los comandos de memoria y sus ejecuciones son medidas con el bus
frontal es entonces cuando una operacion es completa; puede inmediatamente y sin

retraso ser pasado al bus del sistema.

El controlador de memoria manda estas resonancias como sefiales de reloj.
SDRAM puede transferir sus comandos, direcciones e informacién por medio de una
sefal de reloj, lo que significa que solo una de estas operaciones puede ocurrir durante

cada ciclo del reloj.

3.4.1.3.1 DDR

Doble Tasa de Transferencia de Datos (DDR) permite al chip de memoria
realizar transacciones en ambos bordes del ciclo de reloj. Por ejemplo. Con la DDR-
SDRAM a 100 o 133 MHz la tasa del bus del reloj produce una tasa efectiva de 200 o 266
MHz.
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= Tecnologia abierta de memoria estandar.
= Trabaja para dos diferentes velocidades.
PC1600 - 64 bits x 2 x 100MHz = 1600MB/s
PC2100 - 64 bits x 2 x 133MHz = 2133MB/s
PC2700 - 64 bits x 2 x 166MHz = 2656MB/s
PC3200 - 64 bits x 2 x 200MHz = 3200MB/s
= DDR-SDRAM estéd basada en una arquitectura de 64-bits utilizando 184-
pins
Como la SDRAM la DDR transfiere sus comandos y direcciones al borde de la sefial
de reloj, pero a diferencia la SDRAM puede transferir informacién en ambos bordes del
ciclo de reloj, el de subida y el de bajada. Su disefio le permite correr a solo 1.5 volts en
vez de 3.3 volts. Los médulos DDR y SDRAM no son compatibles. Los DIMMs de las
DDR utilizan184-pins y solo una ranura; mientras que los médulos DIMMs de SDRAM

tienen 168-pins y dos ranuras.

3.4.1.3.2 DDR2

Esta memoria entrega doble densidad que las generaciones anteriores de
memorias para una mayor escalabilidad utilizando el direccionamiento de memora de 64-
bits. Son capaces de trabajar con 4 bits por ciclo, es decir 2 de ida y 2 de vuelta en un
mismo ciclo mejorando sustancialmente el ancho de banda potencial bajo la misma
frecuencia de una DDR SDRAM tradicional. Dentro de las caracteristicas de proteccion
de la memoria del servidor estin el ECC (por sus siglas en ingles Error-Correcting
Code) y el SDDC (por sus siglas en ingles, Single Device Data Correction) que
incrementan en el momento que el servidor se encuentra en tiempo de servicio. Ademas,
que la marca Dell proporciona el spare bank y el memory mirroring dentro de sus
sistemas estdndar. Los mdédulos DDR2 solo trabajan en sockets de esta memoria. Las
memorias DDR y DDR?2 tienen diferente nimero de pins por lo que las hace no ser

compatibles.
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La memoria estd disefiada para mejorar la calidad de sefial de transmisiones de
informacioén que viajan dentro de una PC. Los chipsets iniciales soportaban DDR2 de
400-677 MHz contra los anteriores que soportaban 200-400 MHz. Este sistema funciona
debido a que dentro de las memorias hay un pequefio buffer que es el que guarda la
informacion para luego transmitirla fuera del modulo de memoria, este buffer en el caso
de la DDR convencional trabajaba tomando los 2 bits para transmitirlos en 1 sélo ciclo, lo
que aumenta la frecuencia final. En las DDR2, el buffer almacena 4 bits para luego
enviarlos, lo que a su vez redobla la frecuencia nominal sin necesidad de aumentar la
frecuencia real de los médulos de memoria. Los 2Gb de densidad significan médulos més

grandes y mejor adaptacién de la memoria

3.4.1.3.3 DDR3

Es un tipo de memoria RAM de tecnologias de memoria de acceso aleatorio, que

es una de las muchas implementaciones de la SDRAM.

El principal beneficio de instalar DDR3 es la habilidad de hacer transferencias de
datos ocho veces mds rapido, esto nos permite obtener velocidades pico de transferencia
y velocidades de bus mas altas que las versiones DDR anteriores. Sin embargo, no hay
una reduccion en la latencia, la cual es proporcionalmente mas alta. Ademas la DDR3
permite usar chips de 512 megabits a 8 gigabytes, siendo posible fabricar médulos de
hasta 16 Gb. En febrero de 2009, Samsung Electronics anuncié un chip prototipo de 512
MB a 1.066 MHz, la misma velocidad de bus frontal del Pentium 4 Extreme Edition mas
rapido; con una reduccién de consumo de energia de un 40% comparado con los actuales
modulos comerciales DDR2, debido a la tecnologia de 80 nm usada en el disefio del
DDR3 que permite mds bajas corrientes de operacion y voltajes (1.5 V, comparado con
los 1.8 del DDR2 6 los 2.5 del DDR). Dispositivos pequefios, ahorradores de energia,

como computadoras portatiles quizas se puedan beneficiar de la tecnologia DDR3.

Tedricamente, estos mdédulos pueden transferir datos a una tasa de reloj efectiva
de 800-2600 MHz, comparado con el rango actual del DDR2 de 533-1200 MHz 6 200-
400 MHz del DDR. Existen médulos de memoria DDR y DDR2 de mayor frecuencia
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pero no estandarizados por JEDEC .Si bien las latencias tipicas DDR2 fueron 5-5-5-15
para el estandar JEDEC para dispositivos DDR3 son 7-7-7-20 para DDR3-1066 'y 7-7-7-
24 para DDR3-1333. Los DIMMS DDR3 tienen 240 pins, el mismo nimero que DDR2;
sin embargo, los DIMMs son fisicamente incompatibles, debido a una ubicacién diferente
de la ranura. Existen dos tipos de DDR3 UDIMM y RDIMM. Las UDIMM son aquellas
que son unbuffered DIMM, mientras que las RDIMMs son DIMMs registradas. El registro
permite a la RDIMM potencialidad para correr a mayores frecuencias y soporta mds

DIMMSs entre los canales de memoria.

Diferencidandolas de la siguiente manera:

UDIMM RDIMM
Registro/Buffer No Si
Frecuencias 800, 1066, 1333 MHz 800, 1066, 1333 MHz
Rangos 102 1,204
Capacidad por DIMM 102GB 1,2,3u 8 GB
Maiximo nimero de DIMMS por canal 2 3
Tecnologia DRAM x8 x4 u x8
Sensor de Temperatura Si Si
ECC Si Si
SDDC Si Si
Direccion de Paridad No Si

Tabla 13. Diferencias entre UDIMM y RDIMM

3.4.2 ROM

Memoria de Solo Lectura (ROM) es la memoria como su nombre lo indica, solo
puede ser leida. ROM es la memoria no volétil y toda informacién almacenada en los
chips no se pierde en el momento que se apaga la computadora. Los datos que contiene
suelen ser cargados de fébrica en el chip y al no poder sufrir ninguna modificacién, no
corre el riesgo de perder su informacién una vez que se apaga la computadora. Por eso
mismo es que se la utilizan para almacenar los programas con los que se enciende el
equipo, cargar el sistema operativo y para ejecutar el diagndstico de dispositivos de E/S,

lo que se conoce como el BIOS del Sistema.
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3.4.2.1 FLASH

Es un tipo de memoria EEPROM que es reprogramable, su utilizacién por lo
regular es en BIOS de ahi su nombre. Permite que multiples posiciones de memoria sean
escritas 0 borradas en una misma operacion de programaciéon mediante impulsos
eléctricos, frente a las anteriores que s6lo permite escribir o borrar una Unica celda cada
vez. Por ello, flash permite funcionar a velocidades muy superiores cuando los sistemas

emplean lectura y escritura en diferentes puntos de esta memoria al mismo tiempo.

3.4.3 Médulos de Memoria

Se trata de la forma en que se juntan los chips de memoria, del tipo que sean, para
conectarse a la tarjeta madre de la computadora. Son unas plaquitas alargadas con
conectores en un extremo; al conjunto se le llama médulo. El nimero de conectores
depende del bus de datos del microprocesador, que mds que un autobus es la carretera por
la que van los datos; el nimero de carriles de dicha carretera representaria el nimero de

bits de informacion que puede manejar cada vez.

3.4.3.1 SIMM

Moédulo de Memoria en Linea Simple (SIMM), con 30 6 72 pins. Los de 30 pins
pueden manejar 8 bits cada vez, por lo que en un 386 6 486, que tiene un bus de datos de
32 bits, necesitamos usarlos de 4 en 4 médulos iguales. Miden unos 8,5 cm (30 ¢.) 6 10,5
cm (72 c.) y sus zoOcalos suelen ser de color blanco. Los SIMMs de 72 pins, més
modernos, manejan 32 bits, por lo que se usan de 1 en 1 en los 486; en los Pentium se
haria de 2 en 2 médulos (iguales), porque el bus de datos de los Pentium es el doble de

grande (64 bits).

3.4.3.2 DIMM

Moédulo de Memoria en Linea Doble (DIMM), mas alargados, de unos 13 cm,

con 168 pins y en zdcalos generalmente negros; llevan dos ranuras para facilitar su
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correcta colocacion. Pueden manejar 64 bits de una vez, por lo que pueden usarse de 1 en
1 en los Pentium, K6 y superiores Funciona a una frecuencia de 133 MHz cada una..
Existen para voltaje estdndar 5 voltios o reducido 3.3 V. Los mdédulos DIMM son
reconocibles externamente por poseer sus contactos (o pines) separados en ambos lados,
a diferencia de los SIMM que poseen los contactos de modo que los de un lado estdn
unidos con los del otro. Las memorias DIMM comenzaron a reemplazar a las SIMM
como el tipo predominante de memoria cuando los microprocesadores Intel Pentium

dominaron el mercado.

3.5 Disco Duro

Disco Duro es un dispositivo no volatil, que conserva la informacién aun con la
pérdida de energia, que emplea un sistema de grabacién magnética digital. Dentro del
cual, hay una serie de platos metdlicos apilados girando a gran velocidad. Sobre los platos
se sitian los cabezales encargados de leer o escribir los impulsos magnéticos. Hay
distintos estdndares para comunicar un disco duro con la computadora; las interfases mas
comunes son Integrated Drive Electronics (IDE/ATA), SCSI generalmente usado en
servidores, SATA, este ultimo estandarizado en el afo 2004 y FC exclusivo para

servidores.

Tal y como sale de fébrica, el disco duro no puede ser utilizado por un sistema
operativo. Antes se deben definir en €l un formato de bajo nivel, una o mds particiones y

luego hemos de darles un formato que pueda ser entendido por nuestro sistema.

También existe otro tipo de discos denominados de estado sdlido que utilizan
cierto tipo de memorias construidas con semiconductores para almacenar la informacion.
El uso de esta clase de discos generalmente se limitaba a las supercomputadoras, por su
elevado precio, aunque hoy en dia ya se puede encontrar en el mercado unidades mucho
mads econdmicas de baja capacidad hasta 512 GB para el uso en computadoras personales.
Asi, el caché de pista es una memoria de estado sélido, tipo memoria RAM, dentro de un

disco duro de estado solido.
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3.5.1 IDE

Dispositivo con electrénica integrada IDE/ATA, controla los dispositivos de
almacenamiento masivo de datos, como los discos duros y ATAPI (Advanced Technology
Attachment Packet Interface). Hasta hace poco, el estandar principal por su versatilidad y

relacion calidad/precio.

3.5.2 SCSI

Sistema de Interfaz para Pequefias Computadoras (SCSI) Son discos duros de
gran capacidad de almacenamiento. Se presentan bajo tres especificaciones: SCSI
Estandar (Standard SCSI), SCSI Répido (Fast SCSI) y SCSI Ancho-Réapido (Fast-Wide
SCSI). Su tiempo medio de acceso puede llegar a 7 mseg y su velocidad de transmision
secuencial de informacion puede alcanzar tedricamente los 5 Mbps en los discos SCSI
Estdndares, los 10 Mbps en los discos SCSI Répidos y los 20 Mbps en los discos SCSI
Anchos-Rapidos (SCSI-2). Un controlador SCSI puede manejar hasta 7 discos duros
SCSI con conexidn tipo margarita (daisy-chain). A diferencia de los discos IDE, pueden
trabajar asincrénicamente con relacién al microprocesador, lo que los vuelve mads

rapidos.

3.5.3 SATA

Por sus siglas en ingles SATA, Serial Advanced Technology Attachment. Estandar
de conexién que utiliza un bus serie para la transmision de datos. Notablemente mads
rapido y eficiente que IDE. En la actualidad hay dos versiones, SATA I de hasta 1,5
Gigabits por segundo o 192 MB/s, y SATA 2 de hasta 3,0 Gb/s o 384 MB/s de velocidad

de transferencia.

3.5.4 SAS

Por sus siglas en ingles, Serial Attached SCSI. Interfaz de transferencia de datos
en serie, sucesor del SCSI paralelo, aunque sigue utilizando comandos SCSI para

interaccionar con los dispositivos SAS. Aumenta la velocidad y permite la conexion y
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desconexién de forma rdpida. Una de las principales caracteristicas es que aumenta la
velocidad de transferencia al aumentar el nimero de dispositivos conectados, es decir,
puede gestionar una tasa de transferencia constante para cada dispositivo conectado,
ademds de terminar con la limitacién de 16 dispositivos existente en SCSI, es por ello que
se vaticina que la tecnologia SAS ird reemplazando a su predecesora SCSI. Ademas, el
conector es el mismo que en la interfaz SATA y permite utilizar estos discos duros, para
aplicaciones con menos necesidad de velocidad, ahorrando costos. Por lo tanto, los discos
SATA pueden ser utilizados por controladoras SAS pero no a la inversa, una controladora

SATA no reconoce discos SAS.

3.5.5 SSD

Unidad de Estado Sélido (SSD) es un dispositivo de almacenamiento de datos que
usa memoria no volétil tales como flash, o memoria volitil como la SDRAM, para
almacenar datos, en lugar de los platos giratorios magnéticos encontrados en los discos
duros convencionales. Aunque no son discos, son categorizados como discos duros, ya
que son los sustitutos naturales de los discos duros y adquirieron automaticamente la
misma denominacién por muy errénea que sea. Los SSD basados en memoria voléatil
como la SDRAM estdn caracterizados por su rdpido acceso a datos, menos de 0'01
milisegundos y son usados primariamente para acelerar aplicaciones que de otra manera

serian frenados por la latencia de los discos duros.

3.6 Redes de almacenamiento

Al hablar de redes de almacenamiento comenzamos hablando de los dispositivos
que el servidor requiere para poder realizar esta conexion, los adaptadores de host o

mejor conocidos como HBA.

El HBA es la tarjeta que es requerida en cada servidor que se encuentra conectado
a un almacenamiento en red SAN, que servird para conectar ambos equipos. El HBA se

selecciona basandose en la plataforma del servidor, el sistema operativo y el escenario.
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3.6.1 SAN

Storage area network, es una red utilizada para conectar servidores, matrices de
discos y librerias de soporte, basada en tecnologia FC y mds recientemente en iSCSI. Su
funcién es conectar de manera rdpida, segura y fiable los distintos elementos que la

conforman.

Una red SAN se distingue de otros modos de almacenamiento en red ya es de
acceso a bajo nivel. El tipo de trafico en una SAN es muy similar al de los discos duros
como ATA, SATA y SCSI a diferencia de otros métodos de almacenamiento, como SMB
o NFS, que el servidor solicita una determinada direccion, y en una SAN el servidor
solicita la informacién por bloques es decir, el bloque 6000 del disco 4. Un bloque a
LUNSs, donde un LUN, o nimero de unidad 16gica, es un disco virtual proporcionado por
la SAN. El administrador del sistema da el acceso y los derechos a la LUN como si fuera
un disco directamente conectado a la misma, ademds puede particionar y formatear el

disco en cualquier medio que €l elija.

Una SAN se puede considerar una extension de una DAS, ya que en la DAS hay
un enlace punto a punto entre el servidor y su almacenamiento, una SAN permite a varios
servidores acceder a varios dispositivos de almacenamiento en una red compartida. Tanto
en SAN como en DAS, las aplicaciones y programas de usuarios hacen sus peticiones de
datos al sistema de ficheros directamente. La diferencia reside en la manera en la que
dicho sistema de ficheros obtiene los datos requeridos del almacenamiento. En DAS, el
almacenamiento es local al sistema de ficheros, mientras que en SAN, el almacenamiento
es remoto. En el lado opuesto se encuentra la tecnologia NAS, donde las aplicaciones
hacen las peticiones de datos a los sistemas de ficheros de manera remota mediante

protocolos CIFS y NFS.

Las SAN se componen de tres capas:

e (Capa Host. Esta capa consiste principalmente en Servidores, dispositivos 6

componentes HBA, GBIC, GLM y software como sistemas operativos.
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e Capa Fibra. Esta capa la conforman los cables asi como los SAN Hubs y los
SAN switches como punto central de conexion para la SAN.
e (Capa almacenamiento. Esta capa la componen las formaciones de discos,

arreglos de discos, Memoria Caché y cintas empleados para almacenar datos.

El rendimiento de la SAN esta directamente relacionado con el tipo de red que se utiliza
por ejemplo, en el caso de una red de FC, el ancho de banda es de aproximadamente 100
MB/s y se puede extender aumentando la cantidad de conexiones de acceso y la
capacidad de almacenamiento se puede extender de manera casi ilimitada y puede
alcanzar cientos y hasta miles de terabytes que permiten compartir datos entre varios
equipos de la red sin afectar el rendimiento ya que el trafico de la SAN estd totalmente
separado del trafico de usuario. Son los servidores de aplicaciones los que funcionan
como interfaz entre la red de datos, generalmente un canal de fibra, y la red de usuario,
por lo general Ethernet. Las rutas de almacenamiento son muchas, un servidor puede
acceder a uno o "n" discos y un disco puede ser accedido por més de un servidor, la Red
de drea de almacenamiento tiene la capacidad de respaldar en locaciones fisicamente
distantes. Su objetivo es perder el menor tiempo posible o mejor atin, no perder tiempo,

asi que tanto el respaldo como la recuperacion son en linea.

Las ventajas de una SAN estdn en ccompartir el almacenamiento ya que
simplifica la administracién y afiade flexibilidad, puesto que los cables y dispositivos de
almacenamiento no necesitan moverse de un servidor a otro. Una SAN tiende a
maximizar el aprovechamiento del almacenamiento, puesto que varios servidores pueden
utilizar el mismo espacio reservado para crecimiento. Otra de las grandes ventajas que
también tiene es que proporciona alta disponibilidad de los datos, su compatibilidad con
los dispositivos SCSI ya existentes, permiten el crecimiento a partir del hardware ya
existente. Mediante el empleo de dispositivos modulares como hubs, switches, bridges y

routers, se pueden crear topologias totalmente flexibles y escalables.
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3.6.1.1 Fibra Canal

Tecnologia de red a velocidad de gigabit, principalmente utilizada para redes de
almacenamiento. El Canal de Fibra es estandarizada por el Comité Técnico T11 del
Comité Internacional para Estidndares de Tecnologias de la Informacién, comité
acreditado por el Instituto de Estdndares Nacional Americano. El Canal de Fibra naci6
para ser utilizado principalmente en el campo de la supercomputacién, pero se ha
convertido en el tipo de conexidn estdndar para redes de almacenamiento en el dmbito
almacenamiento empresarial. A pesar de su nombre, la sefializacion del Canal de Fibra

puede funcionar tanto sobre pares de cobre, como sobre cables de fibra dptica.

El Canal de Fibra comenz6 a ser desarrollado en 1988, con la aprobacién del estdndar
por ANSI en 1994, como una forma de simplificar el sistema HIPPI, entonces en uso para
funciones similares. El Canal de Fibra fue especialmente interesante para simplificar las
conexiones y aumentar las distancias, mds que para aumentar la velocidad. Mds tarde
amplié su aplicacion al almacenamiento en disco SCSI, permitiendo velocidades mas
elevadas y un nimero mucho més elevado de dispositivos. También aport6 soporte para
un ndmero elevado de protocolos de nivel superior, incluyendo SCSI, ATM e IP, siendo
para SCSI su uso més frecuente.

La fibra canal cuenta con tres elementos fundamentales para su conexion:

e Enlace: es el cable que interconecta dos dispositivos de FC, los cueles son
enlaces que pueden ser de fibra Optica o cable con conectores. El enlace se
conecta a un puerto en ambos lados.

e Puertos: interface entre la sefial de FC con el punto final dispositivo basado en
paralelo, los dispositivos pueden contender ya sea multiples puertos o solo uno.

e Nodos: los dispositivos que son los puntos finales en el enlace de FC son

denominados nodos, pueden ser por ejemplo host o arreglos de discos.

3.6.1.1.1 Topologias de fibra canal
e Punto a punto: Esta es la mas bésica de las tres topologias, es utilizada para

conectar dos dispositivos juntos, un host y un dispositivo de almacenamiento.
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¢ Bucle arbitrado (FC-AL): Capaz de conectar hasta 126 dispositivos, esta
topologia es mds robusta y permite una mayor escalabilidad que la topologia
punto a punto. El ancho de banda total del bucle es compartido entre todos los
dispositivos conectados incluyendo la fabrica de almacenamiento.

¢ Switeched Fabric: A través de la cascada esta topologia presenta una
escalabilidad mucho mejor que la FC-AL ya que utiliza switches es capaz de
distribuir el trafico de los dispositivos automdaticamente para una distribucién del

ancho de banda eficiente.

3.6.1.2 iSCSI
Internet SCSI es un estdndar que permite el uso del protocolo de la capa de

transporte SCSI sobre redes TCP/IP.

La adopcion de iSCSI se dio gracias al aumento del Gigabit Ethernet, logrando
que la fabricaciéon de almacenamientos basados en iSCSI sea menos costosa y dando

como resultado una alternativa a las soluciones SAN basadas en Canal de fibra.

La funcionalidad del protocolo iSCSI estd en la utilizacion TCP/IP para la
transferencias de datos. Al contrario de otros protocolos de red diseflados para
almacenamiento, como por ejemplo el canal de fibra que solamente requiere una interfaz
Ethernet o cualquier otra red compatible TCP/IP para funcionar. Esto permite que se
obtenga una solucion de almacenamiento centralizada de bajo costo y las

incompatibilidades como con las soluciones de FC para SANSs.

Los criticos de iSCSI argumentan que este protocolo tiene un peor rendimiento
que el canal de fibra ya que se ve afectado por la sobrecarga que generan las
transmisiones TCP/IP cabeceras de paquetes, por ejemplo. Sin embargo las pruebas que
se han realizado muestran un excelente rendimiento de las soluciones iSCSI SANs,

cuando se utilizan enlaces GbE.
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Los dispositivos de almacenamiento permiten a un servidor utilizar un iniciador
iSCSI para conectar a un dispositivo SCSI como puede ser un disco duro o un cartucho
de cintas en una red IP para acceder a los mismos a nivel de bloque. Lo que permite que
para los drivers y las aplicaciones de software, los dispositivos parecen estar conectados

realmente como dispositivos SCSI locales.

3.6.2 NAS

Network Attached Storage es la tecnologia de almacenamiento dedicada a
compartir la capacidad de almacenamiento de un Servidor con computadoras o servidores
clientes a través de una red mediante un SO optimizado para dar acceso a los protocolos
CIFS, NFS, FTP o TFTP. También se podria considerar que un servidor Linux o
Windows que comparte sus unidades por red es un sistema NAS, pero la definicién suele
aplicarse a sistemas especificos. Los protocolos de comunicaciones NAS son basados en
ficheros por lo que el cliente solicita el fichero completo al servidor y lo maneja
localmente, estan por ello orientados a informacién almacenada en ficheros de pequeiio

tamafo y gran cantidad.

El sistema opuesto a NAS es la conexion DAS (Direct Attached Storage) mediante
conexiones SCSI o SAN por fibra 6ptica, en ambos casos con tarjetas de conexion
especificas de conexion al almacenamiento. En la tecnologia NAS, las aplicaciones y
programas de usuario hacen las peticiones de datos a los sistemas de ficheros de manera
remota mediante protocolos CIFS y NFS, y el almacenamiento es local al sistema de
ficheros. Sin embargo, DAS y SAN realizan las peticiones de datos directamente al

sistema de ficheros.

Las ventajas del NAS sobre DAS son la capacidad de compartir las unidades, un menor
costo, la utilizaciéon de la misma infraestructura de red y una gestién mas sencilla. Por el
contrario, NAS tiene un menor rendimiento y fiabilidad por el uso compartido de las
comunicaciones, puede habilitar sistemas con balance de carga, tolerancia a fallos y

servidor web para proveer servicios de almacenamiento. El crecimiento del mercado
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potencial para NAS es el mercado de consumo donde existen grandes cantidades de datos

multimedia.

3.7 Conectividad

Una tarjeta de red permite la comunicacion entre diferentes aparatos conectados
entre si y permite compartir recursos entre dos o mas equipos (discos duros, CD-ROM,
impresoras, etc). A las tarjetas de red también se les llama adaptador de red o NIC
(Network Interface Card). Hay diversos tipos de adaptadores en funcion del tipo de
cableado o arquitectura que se utilice en la red (coaxial fino, coaxial grueso, Token Ring,
etc.), pero actualmente el mds comin es del tipo Ethernet utilizando un interfaz o

conector RJ-45 o la nueva tendencia, Fibra Canal.

3.7.1 Ethernet

Las tarjetas de red Ethernet utilizan conectores RJ-45 (10/100/1000). El caso més
comun es un conector RJ-45. Con la entrada de las redes Gb y el que en las casas sea
frecuente la presencias de varias computadoras comienzan a verse tarjetas y tarjetas
madre con NIC integradas de 2 y hasta 4 puertos RJ-45, algo antes reservado a los

servidores.

Pueden variar en funcién de la velocidad de transmisién, normalmente 10 Mbps 6
10/100 Mbps. Actualmente se estdn empezando a utilizar las de 1000 Mbps, también
conocida como Gb Ethernet y en algunos casos 10 Gb Ethernet, utilizando también cable

de par trenzado, pero de categoria 6, 6e y 7 que trabajan a frecuencias mds altas.

3.7.1.1 Gigabit Ethernet

Los adaptadores de Gigabit Ethernet conectan un puerto PCI del servidor hacia
una red de GbE. Este adaptador incorpora la tecnologia que transfiere datas a la maxima
tasa de un gigabit por segundo, 10 veces mds de la tasa de los adaptadores de Fast

Ethernet. Estas tienen como objetivo la congestion experienciada en el backbone y los
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servidores en las redes, provee actualizaciones futuras. Los fabricantes Broadcom e Intel
son quienes estdn a la cabeza en el mercado de adaptadores de red, a continuacién los

respectivos productos.

Part # Description

BCM5704C Dual-Port 10/100/1000BASE-T PCI-X® Ethernet Controller with Integrated Transceiver
BCMS5704S Dual-Port 1000BASE-X Ethernet Controller

BCM5706 10/100/1000BASE-T TOE, RDMA, ISCSI/ISER Ethernet Controller
BCM5708C 10/100/1000BASE-T TOE PCI Express® Ethernet Controller
BCMS5708S 1000/2500BASE-X TOE, RDMA, iSCSI PCI Express® Ethernet Controller
BCM5709C Dual-Port 10/100/1000BASE-T TOE PCI Express® Ethernet Controller
BCMS5709S Dual-Port 1000/2500BASE-X TOE, RDMA, iSCSI PCI Express® Ethernet Controller
BCM5714C PCI Express®-to-PCI-X® 1/0 Bridge with Integrated Dual Gigabit Ethernet Ports
BCMS5714S PCI Express®-to-PCI-X® I/O Bridge with Integrated Dual Gigabit Ethernet Ports
BCM5715C Dual-Port Gigabit Ethernet Controller with a PCI Express® Host Interface
BCMS5715S Dual-Port Gigabit Ethernet Controller with a PCI Express® Host Interface

BCM5718 x2 PCI Express® Dual-Port Gigabit Ethernet Controller

BCM5722 Integrated Gigabit Ethernet Controller with Integrated Transceiver

BCM5723 NetXtreme® Gigabit Ethernet Controller for Servers

Tabla 14. Especificaciones Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Controller
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Speed/Port Intel 1Ghyps - Copper for Servers and Workstations
TT——— — I—
| b 9
gt e \:
| v 3 S
| S E—— [
Brand Name Intel® Ethernet 1340 Server | Intel® Gigabit ET Dual Port | Intel® Gigabit ET Quad Port | Intel® PRO/1000 PT Server | Intel® PRO/1000 PT Dual
Adapter Server Adapter Server Adapte Adapter Port Server Adapter
EXPI9400PT EXPI9402PT
EIGHHT EIGA2ET EIGMET
Froduct Code EXPIO400PTBLK EXPIS402PTBLK
Bihernet Intel® 82580 Tntel® 82576 TIntel® 82577 Tntel® 827G Intel® 82571GB
Controllers
S:)I:lector & Cable RJ-45 Copper RJ-45 Copper RJ-45 Copper RJ-45 Copper RJ-45 Copper
Cabling Type Category-5up to 100m Category-5 up to 100m Category-Sup to 100m Category-5 up to 100m Category-5up to 100m
]SSL”: gyp:;hga;?m PClEgpress* 205GT/s | PClEwpress*205GTs | PClExpress*205GTs | PClExpress*205GTs | PClBxpress* 205 GT/s
Widthpe Lane x4 Lane Lane x4 Lane Lane x4 Lane Lane x 1 Lane Lane x4 Lane
Ports Quad Port Dual Port Quad Port Single Port Dual Port
Supported Slot . . . . .
Height(s) Low Profile and Full Height | Low Profile and Full Height | Low Profile and Full Height | Low Profile and Full Height | Low Profile and Full Height
ight(s
Intel® VT for Virtual Machine Device Virtual Machine Device Virtual Machine Device NA NA
Connectivityl Queues (VMDq) Queues (VMDq) SR- IDV Queues (VMDq)
Security Features NA Ipsec Ipsec NA NA
Halogen Free Yes NA NA NA NA

Tabla 15. Especificaciones Intel Gigabit Ethernet Controller

3.7.1.2 10Gigabit Ethernet

Es la més ripida tecnéloga para LAN Ethernet utilizada en ambientes de alto
funcionamiento. Esta tecnologia provee soluciones para las aplicaciones que demanden
un alto funcionamiento de anchos de banda, como los HPCC, Clusters, ambientes de

virtulizacion, video streaming, y respaldo de informacion y replicacion.

IEEE 802.3ae define una version de Ethernet con una velocidad nominal de 10
Gbit/s, diez veces mds rapido que GE. El nuevo estdndar 10-gigabit Ethernet contiene
siete tipos de medios para LAN, MAN y WAN. Ha sido especificado en el estindar
suplementario IEEE 802.3ae, y serd incluido en una futura revision del estdndar IEEE

802.3.

10GBE tiene el potencial para convergir en multiples ambientes, como son:

Ethernet, Fibra Canal e Infinitiband, lo que hace que se reduzca el costo total de

74



propiedad en el manejo de soluciones. De la misma manera resuelve el problema de
multiples puertos de GE, especialmente en un ambiente de virtualizacion donde cada

maquina virtual es asociada con un puerto de GE individual.

Hay diferentes estdndares para el nivel fisico (PHY). La letra "X" significa
codificacién 8B/10B y se usa para interfases de cobre. La variedad 6ptica mds comun se
denomina LAN PHY, usada para conectar routers y switches entre si. Aunque se
denomine como LAN se puede usar con 10GBase-LR y -ER hasta 80km. LAN PHY usa
una velocidad de linea de 10.3 Gbit/s y codificacién 66B. WAN PHY ("W") encapsula las
tramas Ethernet para la transmision sobre un canal SDH/SONET STS-192c.

e 10GBASE-SR - ("short range") -- Disefiada para funcionar en distancias cortas
sobre cableado de fibra 6ptica multi-modo, permite una distancia entre 26 y 82 m
dependiendo del tipo de cable. También admite una distancia de 300 m sobre una
nueva fibra Optica multi-modo de 2000 MHz-km usando longitud de onda de
850nm.

e [0GBASE-CX4 - Interfaz de cobre que usa cables Infinitiband CX4 y conectores
InfiniBand 4x para aplicaciones de corto alcance, maximo 15 m, tal como
conectar un switch a un router. Es el interfaz de menor coste pero también el de
menor alcance.

e [0GBASE-LX4 - Usa multiplexiéon por division de longitud de onda para
distancias entre 240 m y 300 m sobre fibra 6ptica multi-modo. También admite
hasta 10 km sobre fibra mono-modo. Usa longitudes de onda alrededor de los
1310 nm.

e [0GBASE-LR ("long range") - Este estindar permite distancias de hasta 10 km
sobre fibra mono-modo usando 1310nm.

e 10GBASE-ER ("extended range") - Este estindar permite distancias de hasta
40 km sobre fibra mono-modo (usando 1550nm). Recientemente varios
fabricantes han introducido interfaces enchufables de hasta 80-km.

e 10GBASE-LRM - 10 Gbit/s sobre cable de FDDI- de 62.5 pm.
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10GBASE-SW, 10GBASE-LW y 10GBASE-EW - Estas variedades usan el WAN

PHY, disefiado para interoperar con equipos OC-192/STM-64 SONET/SDH

usando una trama ligera SDH/SONET. Se corresponden en el nivel fisico con

10GBASE-SR, 10GBASE-LR y I0GBASE-ER respectivamente, y por ello usan los

mismos tipos de fibra y permiten las mismas distancias.

Part # Description
BCMS57710 Dual-Port 10G/2500/1000BASE-X TOE, RDMA, iSCSI PCI Express®
Ethernet Controller
BCM57712 Dual-Port 10GBASE-CX4/1000BASE-X TOE, RDMA, iSCSI and FCoE

PCI-SIG SR-IOV PCI Express® Gen-2 Controller

Tabla 16. Especificaciones Broadcom NetXtreme 10-Gigabit Ethernet Controller

Intel 10Ghps - Copper for Servers and Workstations

Speed/Port
————————
Image "\@ g ‘
———
Intel® Ethernet Intel® Ethernet . NetEffect™ Ethernet NetEffect™ Ethemet | Intel® 10 Gigabit CX4
Intel® 10 Gigabit AT2
Brand Name Server Adapter Server Adapter Server Adanter Server Cluster Adapter | Server Cluster Adapter Dual Port
X520-DA2 X50-T2 i CX4 DA Server Adapter
Product code EI0G42BTDA El0G#2BT EIOG/IAT2 EI0G81GTCX4 EI0G81GP EXPX9502CX4
H‘“’"e‘(c)“""""“ Intel® §2599ES Tntel® 82599ES Tntel® §2598FB NetEffec(™NEOX) |  NelFifect™ NEO2I Intel® §2598EB
s
Cmmectm" & Cable |  SFP+ Direct Attach R4S Copper RIS Copper CXd Copper SFP+ Direct Attach CXé Copper
medium Copper Copper
SFP+ Direct Attached Category-6uptoS5m | Category-6up o S5m 8 pair, 100 ohm SFP+ Direct Attached SFP+ Direct Attach
Cabling Type | Twin Axial Cabling up to © Twin Axial Cabling up to  Twin Axial Cabling up to Copper
Category-6A up to 100 m | Category-6A up to 100
10m AegonORUpTo T Fetegony B up o T 15m 10m CX4 Copper
S;’”‘g‘”’ 1;41”;‘1‘“:“ PCT Epress* 2 PCI Bpress* 20 PCT Epress* 2 PCI Bpress* 1.1 PCT Epress* 1.1 PCI Epress* 20
s ‘l’)Veedth 0 5.0GT/s x8 Lane S0GT/s x8 Lane 25GT/s x8 Lane 25GHz/Lane x8Lane | 2.5GHz/Lane x8Lane | 2.5GHz/Lane x§ Lane
i
Ports Dual Port Dual Port Single Port Single Port Single Port Dual Port
Supported St Low Profile and Full Height
Height (s)
Prd’l}l{z.at:: Full Virtual Machine Device | Virtual Machine Device | Virtual Machine Device Virtual Machine Device
It l®lgVTf Queues  (VMDg) Queues  (VMDq) Queues  (VMDg) NA NA Queues  (VMDq)
ey or SRIOV SRIOV
Connectivityl
Security Features IPSEC/LinkSec IPSEC/LinkSec NA NA NA NA
IWARP/RDMA NA NA NA Yes Yes NA

Tabla 17. Especificaciones Intel 10Gigabit Ethernet Controller
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Capitulo 4. Requerimientos de Centros de Datos para Nuevas
Arquitecturas de Sistemas Servidores

4.1 Centro de Datos

Un Centro de Datos es donde se concentran todos los recursos necesarios para el
procesamiento de la informacién de una organizacién. Un centro de datos puede ser un
edificio o sala de gran tamafio usada para mantener en €l una gran cantidad de equipo
electrénico que suelen ser creados y mantenidos por grandes organizaciones con objeto

de tener acceso a la informacion necesaria para sus operaciones.

Entre los factores mds importantes que motivan la creacion de un centro de datos
puede destacar el garantizar la continuidad del servicio a clientes, empleados, ciudadanos,
proveedores y empresas colaboradoras, pues en estos dmbitos es muy importante la
proteccion fisica de los equipos informaticos o de comunicaciones implicados, asi como

servidores de bases de datos adecuados para contener la informacioén critica.

Para el disefio de un Centro de Datos debemos tener en cuenta el estandar TIA
942, que nos menciona, los 4 mddulos que conforman un Centro de Datos que son:
Modulo Arquitecténico, Modulo de Telecomunicaciones, Modulo Eléctrico y Modulo

Mecanico.

4.1.1 Modulo Arquitecténico

Este modulo nos habla del disefio arquitectonico que debe llevar un Centro de
Datos, ya que cuando se selecciona el sitio del cuarto de computo, se debe evitar utilizar
locaciones que restringen la expansion del mismo como elevadores, bovedas y paredes de
exterior. El cuarto debe estar ausente de cualquier fuente de interferencia
electromagnética y se recomienda estar en una zona de hospitales o edificios de gobierno
para que en caso de desastre, se regularice la corriente eléctrica en dicha zona. De igual
forma el cuarto no debe tener ventanas hacia el exterior, ya que incremente la carga de

calor y reduce la seguridad.

77



El acceso debe ser controlado solo para personal autorizado inicamente, siempre
teniendo en cuenta que la seguridad de la informacién es primordial, personas que
realizan mantenimiento a equipos dentro del Centro de Datos no deben tener acceso a

nuestra area de servidores.

En cualquier disefio de Centro de Datos, se debe tener en cuenta el crecimiento
que se pueda llegar a tener a futuro, con esto se refiere a que el cuarto pueda tener un
crecimiento en bastidores y en el equipo anexo que esto conlleva, ejemplo si crece el area
de servidores, por fuerza debe crecer el aire acondicionado (HVAC) y el equipo eléctrico

(UPS).

Al momento de hablar de bastidores o como en este caso de crecimiento de
bastidores en el area de servidores debemos usar una arquitectura de pasillos frios y
pasillos calientes, tomando en cuenta que los bastidores deben estar acomodados en un
patrén alternativo, con el frente viéndose entre si, acomodados en linea para facilitar el
flujo de aire, debido a que la mayoria de los servidores toman el aire frio por el frente y
sacan el aire caliente por atrds. Con esto se alinean los aires que suelten el aire frio al
frente del bastidor (Pasillo Frio) y la parte que succiona el aire a la parte trasera del

bastidor (Pasillo Caliente).

Generalmente estos pasillos son disefiados con la ayuda del piso falso, que nos
ayuda a mandar el aire frio bajo el nivel de los bastidores y por medio de rejillas
perforadas, que solamente son cuadros de piso falso que vienen perforados de fébrica,
sacar el aire hacia el pasillo frio y que la circulacién del aire vaya del pasillo frio al
pasillo caliente. Tomando en cuenta que el espacio libre para la instalacién de los equipos
serd de 1.2m al frente y de 0.6 m a 1m de espacio libre para facilitar el acceso a los

servicios por la parte posterior de los gabinetes.

A continuacion se ve una topologia tipica de un Centro de Datos.
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Figura 14. Topologia Para un Caso Base

Donde como se puede ver, aunque sea solo un diagrama conceptual de la

arquitectura, que los gabinetes tanto de servidores como de switches estan acomodados

en linea, que como se dijo, es para la arquitectura de los pasillos frios y calientes.

4.1.2 Modulo de Telecomunicaciones

Este modulo nos habla del disefio del espacio de Telecomunicaciones que se

requiere para cualquier Centro de Datos, hay que darse cuenta que este espacio estd

dedicado para soportar la infraestructura de telecomunicaciones que a su vez deben ser

disefiados para soportar el cableado y equipo segun las especificaciones del mismo.

El modulo de Telecomunicaciones generalmente cuentan con:

e Cuarto de Acceso (Carriers/ISP)

e Area de Distribucién Principal (MDA)
e Area de Distribucién Horizontal (HDA)
e Area de Distribucién de Zona (ZDA)

e Area de Distribucién de Equipo (EDA)

79



Dependiendo del tamaiio del centro de datos seran las dreas de distribucién que se
utilicen, tomando en cuenta que se debe permitir un espacio de crecimiento como se vio

en el sub tema anterior.

En nuestro caso, o para fines de esta investigacion, nos vamos a enfocar de
manera mds detallada en el Area de Distribucién de Equipo, aunque sin dejar de

mencionar las demas aéreas.

Cuarto de entrada

Es el espacio utilizado como interface entre el sistema de cableado estructurado
del centro de datos y el cableado del edificio interno, con acceso para el proveedor y el
duefio. Lo que comunmente se le llama cuarto de Carriers, donde se ubican los ISP
(Internet Services Provider) o cualquier enlace fuera del Centro de Datos, como podria

ser un enlace LAN entre edificios o incluso un enlace WAN.

Area de Distribucién Principal

En esta drea entra nuestro carrier y es aqui donde tenemos nuestros ruteadores
para poder dar conexién a nuestro HDA (Area de Distribucién Horizontal), es en esta
donde la comunicacién principal se da, si un servidor o un usuario pide comunicacién

entre ellos es esta drea la que da la autorizacién para poder hacerlo.

Area de Distribucion Horizontal
Es aqui de donde sale cableado a cada servidor, cualquier intento de
comunicacion pasa por aqui buscando aprobacién para su realizacion, en otros términos

el drea de distribucion horizontal es el enlace entre los servidores y los ruteadores.

Area de Distribucién de Equipo

Es el espacio asignado para el equipo final, incluyendo sistemas de computadoras
y equipo de telecomunicaciones. Es un cuarto ambientalmente controlado ya que
servidores y cableado estdn directamente relacionados al sistema de computadoras y el

sistema de telecomunicaciones.
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Cuando se hablé de controles de acceso, de piso falso, de aire acondicionado, de
equipo eléctrico especial, es debido a la importancia que tiene esta drea. No estd por
demas mencionar que tanto el Sistema de Aire Acondicionado como el Sistema Eléctrico
deben funcionar 24 horas por dia, 365 dias al afo. Si el sistema del edificio no puede
asegurar esta operacion para las aplicaciones del equipo, deberd considerarse colocar

equipos dedicados, solo para area.

4.1.3 Modulo Eléctrico

El modulo eléctrico es critico en un disefio de Centro de Datos, ya que si este no
es capaz de soportar todo nuestro equipo, el disefio abra fracasado. Hay que tomar
muchas consideraciones al momento de disefiar por ejemplo, el suministro de energia
debe ser independiente del edificio que lo contiene, teniendo incluso y si es posible doble

acometida eléctrica.

El cuarto deberd tener tomas de corriente de 120V para las herramientas de
energia y equipos de limpieza que se lleguen a utilizar para el mantenimiento del Centro
de Datos ya que jamds se deben conectar a las filas de energia de los Bastidores, en
dichas filas vamos a encontrar, si es que el equipo lo requiere, tomas de corriente de hasta

220V.

Estas tomas de corriente y en especial las que se encuentran en el drea de los
bastidores deben estar soportadas por equipos especiales como PDU (Power Distribution
Unit) y UPS (Uninterruptible Power Suply), donde los PDU regulan la carga de entrada y

el UPS, en caso de de fallo en la luz, proporcionara corriente a nuestros servidores.

Estas tomas de corriente deben tener tierra dedicada al igual que nuestros equipos,
un mal disefio en las tierras fisicas del Centro de Datos puede dejar sin funcionamiento

desde un servidor, hasta el edificio completo.

Es indispensable pensar desde la etapa de planeaciéon la redundancia que se le

puede dar al modelo eléctrico, por ejemplo.
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Se puede tener una doble acometida eléctrica, solo asegurando que sean distintos
proveedores, como en México solo se cuenta con CFE, es inviable esta opcién, pero lo
podemos solucionar poniendo generadores eléctricos a base de combustible. Con esto
aseguramos que en caso de que CFE falle, nuestra generadora nos permitird seguir

trabajando o preparar el equipo para apagarlo apropiadamente.

Tanto nuestra acometida de CFE como nuestra generadora, se debe conectar a un
UPS y de ahi repartir a todo el Centro de Datos, pero se pueden poner dos UPS para
evitar corte de energia en caso de mantenimiento, al final lo importante es, si hay una

caida de la corriente eléctrica los servidores ni se enteren.

Veamos un ejercicio de la seleccion de un UPS dependiendo de nuestros

servidores:
Tamaio Miximo Potencia
Fabricante Modelo RU SumlnlStI:O de Total (KW) KVA
Energia
R 810 2U 2 x 1100 watts 2,2 2,64
R 910 4U 4 x 1100 watts 4.4 5,28
Dell Navaja de Egregia
MI10 altura suministrada por el 14,16 16,992
completa M1000e
M 1000e 10U 6 x 2360 watts 14,16 16,992
PL DL360 G7 1U 854 watts 0,854 1,0248
PL DL380G7 2U 1200 watts 1,2 1,44
HP Navaja de
BL 890c i2 altura 3400 watts 3,4 4,08
completa
C 7000 Enclosure 10U 6 x 2400 watts 14,4 17,28
Power 750 4U 1950 watts 1,95 2,34
express
Power 780 4U 1,600 watts 1,6 1,92
IBM Navaja del Energia
PS702exp doble de Suministrada por 11,6 13,92
ancho Blade Center
BladeCenter H 9U 4 x 2900 watts 11,6 13,92

Tabla 18. Seleccion de UPS

82



Segun algunos disefiadores, basiandose en la informacion del fabricante, la
féormula para disefiar la capacidad del UPS en nuestro Centro de Datos es (KW*1.2)
donde los KW son los Kilowatts de todo el cuarto, contando todos los equipos eléctricos

que se van a instalar y multiplicando por 1.2 que es el factor de potencia.

Viendo la tabla anterior podemos ver que para el servidor R910 que tiene una
carga de 4.4 kw necesitamos un UPS de 5.28 KVA, recordemos que en este caso estamos
tomando un solo servidor y para el UPS de un Centro de Datos demos tomar la carga

completa, y tratando de pensar en el crecimiento que se pueda tener.

4.1.3 Modulo Mecanico

Hasta este momento tenemos un cuarto que nos permite el crecimiento en todas
nuestras 4areas, tenemos definido nuestro Modelo de Telecomunicaciones para las
comunicaciones dentro y fuera del Centro de Datos, y tenemos el equipo eléctrico capaz
de soportar el crecimiento de cualquier equipo eléctrico, ahora tenemos que ver la

importancia de la seguridad y el enfriamiento del cuarto.

Por obvias razones no se puede poner un sistema contra incendios que contenga
agua, para esto se debe usar un agente limpio que de preferencia no afecte la capa de
ozono, que no deje residuos, y que sea ideal para espacios ocupados; no podemos poner

un sistema supresor de incendios que dafie mas o igual que el fuego mismo.

Ahora como se coment$ el Centro de Datos debe tener un ambiente controlado,
para ser mds especificos un Centro de Datos debe contar con:
e Temperatura ambiente: 20° C a 25° C
¢ Humedad relativa: 40% a 55%
e Maixima tarifa de cambio: 5° C por hora
Esto solo se lograra con el uso de Aires Acondicionados de Precision, teniendo en
cuenta que la premisa es alargar la vida del servidor, si sabemos que la temperatura debe
estar entre los 20° C a los 25° C, cualquier variante de esta temperatura, o nos esta

dafiando un servidor o se estd gastando demasiado aire debido a un mal disefio.
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De nuevo veamos como se debe configurar un HVAC.

British Miximo Potencia Toneladas
Fabricante Modelo Tamaino RU $% | Suministro de | Total .
Thermal Unit . de Aire
Energia (KW)
R 810 2U 4,012 BTU/Hr | 2 x 1100 watts 2.2 0.6
2,884.2
R 910 4U BTU/Hr 4 x 1100 watts 4.4 1.3
Dell Navaja de Energia
M910 altura suministrada 14.16 4.2
completa por el M1000e
M 1000e 10U 1,205 BTU/Hr | 6 x 2360 watts 14.16 4.2
PL DL360 G7 1U 2,916 BTU/Hr 854 watts 0.854 0.3
PL DL380G7 2U 4,713 BTU/Hr | 1200 watts 1.2 0.4
Navaja de
HP BL 890c i2 altura 3400 watts 3.4 1.0
completa
C 7000 11,600
Enclosure 10U BTU/Hr 6 x 2400 watts 14.4 4.2
Power 750 AU |6.655BTUMr| 1950 watts | 1.95 0.6
express
Power 780 4U 5,461 BTU/Hr| 1,600 watts 1.6 0.5
. Energia
IBM Navaja del .
PS702exp doble de Suministrada | ¢ 3.4
por Blade
ancho
Center
32,755
Blade Center H 9U BTU/hr 4 x 2900 watts 11.6 34

Tabla 19. Selecciéon de HVAC

Siguiendo con la pauta que nos han dado los disefiadores de Centros de Datos,
vamos a disefiar un Aire Acondicionado para nuestro servidores, veamos de nuevo el
servidor de Dell R910 que tiene una carga de 4.4 KW y sabiendo que el aire viene dado
por la formula (KW/3.41) donde los KW son los Kilowatts de todo el cuarto, contando
todos los equipos eléctricos que se van a instalar y dividiendo entre 3.41, donde 3.41 es
una constante geografica que depende de la altitud de la locacién con respecto al nivel del
mar, el clima de la zona y la presion atmosférica, en este caso obtenemos un Aire de 1.3
toneladas de aire, esto quiere decir que necesitamos un solo aire que pueda enfriar 1.3
toneladas de aire para su mejor funcionamiento, ahora que si se habla de un Centro de
Datos, debemos tomar toda la carga del cuarto y pensar en el crecimiento que se pueda

llegar a tener.
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4.1.4 Configuracion de escenarios

Hemos estado hablando de disefio, disefiamos un cuarto para el Centro de Datos,
Disefiamos un espacio para las telecomunicaciones, un sistema eléctrico, un aire y un
sistema supresor de incendios, a sabiendas que el Centro de Datos se basa en el disefio

del cuarto de equipo veamos como se disefia un bastidor para un Centro Datos.

4.1.4.1 Dell Capacity Planner
Dell Capacity Planner es una interfase que se encuentra via web que sirve para

realizar la configuracion de un bastidor para poder tomar mediciones al llevar a cabo un
andlisis en caso de querer cambiar o actualizar el centro de datos con el que se cuenta.
Consta de una interfase sencilla que cuenta con tres partes:

En la primera se encuentra un listado con varios de los productos que Dell
proporciona para esta actividad.

e Bastidores (Racks)

® Almacenamiento (Storage)

e Periféricos (Peripherials)

e Servidores (Servers)

La segunda parte es el drea donde se encuentra la configuracion. La configuracion se
logra arrastrando de manera sencillos los dispositivos de un plano a otro, colocdndolos
dentro del estante. La tercer parte en la cual la nos va mostrando los resultados para los
siguientes campos y la configuracion:

Resultados.

e Sistema de poder de calentamiento (System Heat/Power)

¢ Flujo (Flow Rate)

e Peso total (Total Weight)

e Corriente total (Total Current)

® Nivel de sonido y potencia (Declared A-Weighted Sound Power Level)
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de la

Cantidad de cables de corriente C19 (C19 Power Cord Quantity)

Aumento de la temperatura del aire (Air Temperature Rise)

'@ hittp:/fwww.dell.com/html/us/praducts/rack_advisor_new/index.html?~lt=popup

DAL Datacenter Capacity Planner  configuration

Racks | Slorage | Peripherals | Semwvers Configuration: ' Load Save = Mew Properties View Report | Help
I+ [@ Racks (42U}

I @ Racks (24U)

| Results

System Heat/Power
Declared A-Weighted
Sound

Total Weight

Total Current

RUs Available

Flow Rate

: Equipment Summary

0.0
0.0

0.0
24

watls
bels

bz
amps

CFM

| PDU Summary

| Configuration

0.0watts 5475 Ibs 0.0 amps 208 volts 0.0 Tons Sensible Cooling

Figura 15. Interfase de Dell Capacity Planner

Para mostrar el funcionamiento de esta herramienta se configuraron los equipos

siguiente manera:

1 —Dell Enclosure M1000e
1 — Dell Rack 2410de 24 U

Resultados:

Configuracion del sistema

Sistema de calentamiento/poder: 449.9 watts
Flujo: 319.0 CFM

Peso total: 164.4 Ibs

Corriente total: 2.16 amps

Nivel de sonido y potencia ponderado: 8.0 bels
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Cantidad de cables de corriente C19: 6 cables

Aumento de la temperatura del aire: 4.5° F

Configuracion total del estante

449.9 watts
404.4 Ibs
2.16 amps
208 volts

0.1 toneladas de refrigeracion

1- Dell PowerEdge Blade M905

Resultados:

Configuracion del sistema

Sistema de calentamiento/poder: 427.5 watts
Flujo: 0.0 CFM

Peso total: 25.3 Ibs

Corriente total: 2.06 amps

Nivel de sonido y potencia ponderado: 1.2 bels

Aumento de la temperatura del aire: 0° F

Configuracion total del estante

987.2 watts
429.8 Ibs
4.75 amps
208 volts

0.2 toneladas de refrigeracion

1- Dell M1000e Enlosure
10 - Dell PowerEdge Blade M905

Resultados:

Configuracion del sistema

Sistema de calentamiento/poder: 424.7 watts
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Caudal: 319.0 CFM

Peso total: 367.3 Ibs

Corriente total: 20.39 amps

Nivel de sonido y potencia ponderado: 8.0 bels
Cantidad de cables de corriente C19: 6 cables

Aumento de la temperatura del aire: 42.9° F

Configuracion total del estante

4241.7 watts
607.3.4 Ibs
20.39 amps
208 volts

1.2 toneladas de refrigeracion

1- Dell Rack 4210 de 42U
1 — Dell Enclosures M1000e
8 - Dell PowerEdge Blade M805

Resultados:

Configuracion del sistema

Sistema de calentamiento/poder: 465.5 watts
Caudal: 0.0 CFM

Peso total: 25.3 Ibs

Corriente total: 1.28 amps

Nivel de sonido y potencia ponderado: 1.0 bels

Aumento de la temperatura del aire: 0° F

1- Dell Rack 4210 de 42U
4- Dell Enclosures M1000e
8 - Dell PowerEdge Blade M805

Resultados:

Configuracion del sistema
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e Sistema de calentamiento/poder: 11438.6 watts
e Peso total: 1668.1.4 Ibs
e Corriente total: 54.99 amps
e (antidad de energia requeria en el UPS: 11438.6 watts
e Cantidad de cables de corriente C19: 24 cables
® Amperaje en los cables C19: 109.99 amps
e (Caudal: 1276.0 CFM
Configuracion total del estante

o 11438.6 watts

e 1668.1 Ibs
e 5499 amps
e 208 volts

e 3.2 toneladas de refrigeracion

4.1.4.2 HP Blade Power Sizer Tool

Por su parte HP también nos ofrece una herramienta parecida a la de Dell, de
igual manera se encuentra en Internet con la cual puede configurar escenarios para
facilitar la planeacién del disefio de un centro de datos.

En esta simulacion se han escogido 3 ejemplos para mostrar, uno de
configuracion minima, una tipica y una mixima en las cuales se enfocaran en mostrar los
resultados en cuanto a energia utilizada y calor generado para dar una idea de lo que un

escenario real pudiera gastar.
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Figura 16. Interface HP Blade System Power Sizing Tool

Configuracién minima

1 - HP Blade System c7000 enclosure

2 - Médulos de Ethernet para el HP Blade System
2 — Servidores Blade HP ProLiant BL.460c

- 2 microprocesadores Intel Xeon 5148 dual-core por Blade
-4 GB de RAM por Blade
- 2 discos duros SAS de 36 GB por Blade

Estado del sistema Ausente 1 0 0%3 Sobre
Utilizacion Cargo
Potencia total de entrada 601 W 764 W 1109 W
Corriente total VA 613 VA 779 VA 1132 VA
BTU 2049 BTU 2604 BTU 3781 BTU
Corriente total de entrada 295 A 3.75A 5.44 A
Flujo de aire total 116 ft3/min 131 ft3/min ft;/Sriin
Peso total Incluyendo el bastidor 197 kg

Tabla 20. Resultados Escenario 1-HP
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Configuracion tipica
1 - HP Blade System c7000 enclosure

2 - Médulos de Ethernet Virtual Connect

2 - Médulos de Fibra Canal Virtual Connect

16 — Servidores Blades HP ProLiant BL465c
- Dos microprocesadores AMD Opteron 2220 por Blade
- 8 GB de RAM por Blade
- 2 discos duros de 72 GB SAS por Blade

- 1 Mezzanine QLogic de fibra canal de puerto dual por Blade

Estado del sistema Ausente U till(i)zoalzgion (S;:;;)
Potencia total de entrada 2057 W 4624 W 6244 W
Corriente total VA 3017 VA 4718 VA 6372 VA
BTU 112,?%3 15767 BTU 21293 BTU
Corriente total de entrada 1451 A 22.68 A 30.63 A
Flujo de aire total 262 ft’/min 349 ft*/min 516 ft'/min
Peso total Incluyendo el bastidor 301 kg

Tabla 21. Resultados Escenario 2-HP

Configuracion maxima
1 - HP Blade System c7000 enclosure

2 - Médulos de Ethernet Virtual Connect
2 - Médulos de Fibra Canal Virtual Connect
1 - Modulo de Switch InfiniBand 4xDDR para HP cClass Blade System
16 - Servidores Blade HP ProLiant BL460
-2 microprocesadores Intel Xeon X5355 por Blade
-16 GB de RAM por Blade
-2 discos duros de 72 GB SAS por Blade
-1 Mezzanine de fibra canal Emulex por Blade

- 1 mezzanine HP InfiniBand 4xDDR por Blade
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Estado del sistema Ausente U till?z()a(ﬁon (S:(:;;f)
Potencia total de entrada 4484 W 6801 W 8891 W
Corriente total VA 4575 VA 6940 VA 9072 VA
BTU s 23190 BTU | 30318 BTU
Corriente total de entrada 22 A 3336 A 43.64 A
Flujo de aire total 270 ft*/min 360 ft*/min 530 ft'/min
Peso total Incluyendo el bastidor 204 kg

Tabla 22. Resultados Escenario 3-HP

Como se vio en los escenarios anteriores a pesar de la tecnologia con la que
cuentas los equipos en la actualidad, el aumento de consumo de energia y del calor que
generan entre mas equipado tengamos nuestro centro de datos, es una fuerte lucha que
seguird entre los fabricantes y el funcionamiento eléctrico de los mismos y que terminara

con la invencién de nuevas tecnologias para contrarrestar estos factores inevitables.
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Conclusiones

La realizacion de esta investigacién nos llevo a conocer un poco més a fondo el
mundo y entorno de los sistemas servidores, mostrando desde sus inicios, cuando los
equipos ni si quiera eran considerados de esa forma, mds sin embargo cumplian esa

funcion.

Al pasar el tiempo, y a partir de todos los avances tecnolégicos es cuando se da
este tan importante giro dejando a un lado a los sistemas servidores en el anonimato y

dando pie a una gran era del computo en las grandes tecnologias.

Llevando siempre como bandera la realizacion de trabajos robustos, los servidores
diariamente sufren de modificaciones y mejoras fisicamente hablando, y ni que
mencionar de sus tecnologias, se habla que en un par de afios Intel lanzara una tecnologia
(Tera-Scale Computing, que serd igual a un trillébn de cdlculos por segundo) que
revolucionard la manera de ver el procesamiento de datos el cual viene de la mano con la
invencién de un nuevo servidor que cumpla, en fisico, los requerimientos que esta nueva
tecnologia requiera. Y de la misma manera como se ha visto hasta nuestros dias, la
competencia sana entre los fabricantes de los mismos no se hara esperar. Aunque en un
inicio cuan mas moderna sea la tecnologia significa pagar un alto costo para obtenerla, al
cabo de unos meses ya no serd la nueva, y asi la solucién se volverd mds accesible a

empresas.

Como se menciona en el capitulo 3, existen un sinfin de posibilidades para armar
nuestra solucién que mejor se acomode a nuestras necesidades, sin embargo es
sumamente importante tomar en cuenta el tipo de negocio en el que nos desenvolveremos
ya que si, por ejemplo, es una empresa pequefia que apenas comienza en el ambiente
laboral, con un poco de empeifio y éxito puede que en unos meses o quizds afos se esté
convirtiendo en una empresa lider, para esto la solucién que se tenia en un inicio nos es

insuficiente para los trabajos a realizar, para esto las soluciones a costear como duefio de
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una empresa deberdn ser lo més escalables posibles para asi solo tener que migrar en un

futuro toda esa recopilacién de datos que se ha dado durante los primeros afios de labores.

Para esto es recomendable capacitar a gente del personal de la empresa
técnicamente, es decir que esta conozca la tecnologia con la que se encuentra y estar en
constante retroalimentacién de las nuevas que dia a dia emergen. Asi se logrard tener una

amplia informacién del entorno actual para un mejor planteamiento en el futro.
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Glosario

.doc: Formato de archivo del procesador de texto Microsoft Word.

Acceso Directo de Memoria: Direct Memory Access, por sus siglas en ingles
DMA.

AHJ: Authority having jurisdiction, por sus siglas en ingles.

ALU: Arithmetic Logical Units, por sus siglas en ingles.

Area de Distribucién de Equipo: Equipment Distribution Area, por sus siglas en
ingles EDA.

Area de Distribucién de Zona: Zone Distribution Area, por sus siglas en ingles
ZDA.

Area de Distribucién Horizontal: Horizontal Distribution Area, por sus siglas
en ingles HDA.

Area de Distribucién Principal: Main Distribution Area, por sus siglas en ingles
MDA.

ARP: Address Resolution Protocol, por sus siglas en ingles ARP.

Arquitectura de Instrucciones Reducidas: Reducen Instruction Set Computer,
por sus siglas en ingles RISC.

ATA: Advanced Technology Attachment.

ATAPI: Advanced Technology Attachment Packet Interface.

ATM: Asynchronous Transfer Mode, por sus siglas en ingles. Protocolo Modo de
transferencia Asincrona.

BBN: Bolt, Beranek and Newman Company

BIOS: Basic Input Output System.

Buffer: Ubicacion en memoria de una computadora reservada para el
almacenamiento temporal de informacién digital, mientras estd esperando ser procesada.

Cable C19: Cable redundante HP 16A C19-C20 de 1,2 m.

Calefaccion, Ventilacion y Aire acondicionado: Heating, Ventilating and Air
Conditioning, por sus siglas en ingles HVAC.

Central secundaria privada automatica: Private Branch Exchange, por sus

siglas en inglés PBX.
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Chips: Un circuito integrado sobre el que se fabrican circuitos electrénicos
generalmente mediante fotolitografia y que estd protegida dentro de un encapsulado de
plastico o cerdmica.

Chipsets: conjunto de circuitos integrados disefiados con base a la arquitectura de
un procesador, permitiendo que ese tipo de procesadores funcionen en una placa base

CISC: Complex Instruction Set Computer, por sus siglas en ingles.

CISCO: es una empresa multinacional principalmente dedicada a la fabricacion,
venta, mantenimiento y consultoria de equipos de telecomunicaciones.

Claster: conjuntos de computadoras construidas mediante la utilizacién de
componentes de Hardware comunes que se comportan como si fuera una sola
computadora.

COBOL: COmmon Business -Oriented Language por sus siglas en ingles,
Lenguaje Comun Orientado a Negocios. Fue creado en el aiio 1960 con el objetivo de
crear un lenguaje de programacién universal que pudiera ser usado en cualquier
computadora.

Computadora central: mainframe

Conexion Cruzada Horizontal: Horizontal Cross-Connect, por sus siglas en
ingles HC.

Conexion Cruzada Principal: Main Cross-Connect, por sus siglas en ingles MC.

Conjunto Redundante de Discos Independientes: Redundant Array of
Independent Disk, por sus siglas en ingles RAID.

Controlador de Bus Host: Host Bus Adapter, por sus siglas en ingles HB

CPU: Unidad Central de Proceso.

Dimmer: atenuador.

Doble Tasa de Transferencia de Datos Double Data Rate SDRAM, por sus
siglas en ingles DDR.

E/S: Dispositivos de Entrada/Salida

ECC: Error-Correcting Code, por sus siglas en ingles.

Electronica integrada: Integrated Device Electronics, por sus siglas en ingles

IDE
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ENIAC: Computador e Integrador Numérico Electrénico por su nombre en
ingles, Electronic Numerical Integrator And Computer.

Failover: Conmutacion por error.

Firewall: muro de fuego, es una parte de un sistema o una red que estd disefiada
para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones
autorizadas.

FORTRAN: Formula Translating System, es un lenguaje de programacion alto
nivel de propdsito general e imperativo, que estd especialmente adaptado al calculo
numérico y a la computacion cientifica.

FPU: Floating-Point Unit

FSB: Front-Side Bus. Bus de la parte frontal, es el tipo de bus usado como bus
principal en algunos de los microprocesadores de la marca Intel para comunicarse con el
chipset.

GPR: General Purpose Registers, por sus siglas en ingles.

GPU: Graphics Processing Unit. Procesador dedicado exclusivamente al
procesamiento de graficos, para aligerar la carga de trabajo del procesador central en
aplicaciones como los videojuegos y o aplicaciones 3D interactivas.

HPCC: Hight Performance Computer Cluster por sus siglas en ingles, Cludsteres
de computacion de alto rendimiento.

HTML: HyperText Markup Language. Lenguaje de Marcado de Hipertexto, es el
lenguaje de marcado predominante para la elaboracion de paginas web.

HTML: HyperText Markup Language. Lenguaje de Marcado de Hipertexto, es el
lenguaje de marcado predominante para la elaboracion de paginas web.

HTTP: Hyper Text Transfer Protocol. Protocolo de transferencia de, es el
protocolo usado en cada transaccion de la World Wide Web.

HTTP: Hypertext Transfer Protocol. Protocolo de transferencia de hipertexto es
el protocolo usado en cada transaccion de la World Wide Web.

HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure. Protocolo seguro de transferencia
de hipertexto, mds conocido por sus siglas HTTPS, es un protocolo de red basado en el
protocolo HTTP, destinado a la transferencia segura de datos de hipertexto, es decir, es la

version segura de HTTP.
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Hub: concentrador, es un equipo de redes que permite conectar entre si otros
equipos y retransmite los paquetes que recibe desde cualquiera de ellos a todos los
demas.

Informatica de alto desempefio: High Computer Performance.

Interconexion de Componentes Periféricos: Peripherial Component
Interconnect, por sus siglas en ingles PCIL.

Internet: conjunto descentralizado de redes de comunicacidn interconectadas que
utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes fisicas heterogéneas
que la componen funcionen como una red l6gica unica, de alcance mundial.

IP: Internet Protocol.

LAN: Local Area Network. Red de area local, red local; es la interconexion de
varias computadoras y periféricos.

MAN: Metropolitan Area Network. Red de drea metropolitana, es una red de alta
velocidad que da cobertura en un drea geogréifica extensa, proporciona capacidad de
integracion de multiples servicios mediante la transmision de datos, voz y video, sobre
medios de transmision tales como fibra dptica y par trenzado.

MCA: Micro Channel Architecture. Bus creado por IBM con la intencién de
superar las limitaciones que presentaba el bus ISA.

Memoria de Solo lectura Borrable y Programable Eléctricamente:
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, por sus siglas en ingles
EEPROM.

Memoria de Solo lectura Borrable y Programable: Erasable Programmable
Read-Only Memory, por sus siglas en ingles EPROM.

Memoria de Solo Lectura: Read Only Memory, por sus siglas en ingles ROM.

Memoria Dindmica de Acceso Aleatorio: Dynamic Random Access Memory,
por sus siglas en ingles DRAM.

Memoria Diniamica de Acceso Aleatorio: Synchonouns Dynamic Random
Acces Memory, por sus siglas en ingles SDRAM.

Memoria en modo de pagina: Page-Mode Memory, PM.

Memoria Estatica de Acceso Aleatorio: Static Random Access Memory, por sus

siglas en ingles SRAM
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Microsoft Outlook: un programa de organizacién ofimética y cliente de correo
electronico de Microsoft, y forma parte de la suite Microsoft Office.

MIPS: Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages. Se conoce a toda una
familia de microprocesadores de arquitectura RISC desarrollados por MIPS
Technologies.

MIT: Massachusetts Institute of Technology.

Modulo de Memoria en Linea Doble: Dual In-line Memory Module, por sus
siglas en ingles DIMM.

Médulo de Memoria en Linea Simple: Single In-line Memory Module, por sus
siglas en ingles SIMM.

NVIDIA: multinacional especializada en el desarrollo de unidades de
procesamiento grafico y tecnologias de circuitos integrados para estaciones de trabajo,
computadoras personales y dispositivos mdviles.

Patch cords: Cable eléctrico u 6ptico, utilizado para conectar un dispositivo
electrénico u 6ptico a otro para la sefial de red.

QPI: Intel QuickPath Interconnect. Es una conexién punto a punto con el
procesador desarrollado por Intel para competir con HyperTransport.

RAM: Random Access Memory.

RAS: Remote Access Services. Se refiere a cualquier combinacién de hardware y
software para permitir el acceso remoto a las herramientas o a informacién que
normalmente residen en una red de dispositivos de TI.

Routers: dispositivo de hardware para interconexion de red de ordenadores que
opera en la capa tres.

SAN: Storage Area Network. Red de drea de almacenamiento, red concebida para
conectar servidores, matrices de discos y librerias de soporte.

SATA: Serial Advanced Technology Attachment, Por sus siglas en ingles SATA.

SDDC: Single Device Data Correction, por sus siglas en ingles.

Senales de Direccion en Columna: Column Address Strobe, por sus siglas en
ingles CAS

Seiiales de Direccion en Linea: Row Address Strobe, por sus siglas en ingles

RAS
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Serial Attached SCSI: interfaz de transferencia de datos en serie, sucesor del
SCSI paralelo, aunque sigue utilizando comandos SCSI para interaccionar con los
dispositivos SAS.

Sistema de Interfaz para Pequeiias Computadoras: Small Computers System
Interface, por sus siglas en ingles SCSI.

SMP: Symmetric Multi-Processing, multiproceso simétrico. Se trata de un tipo de
arquitectura de ordenadores en que dos o mds procesadores comparten una Unica
memoria central.

Software: conjunto de componentes 16gicos o programas necesarios para hacer
posible la realizacion de una tarea especifica.

SOI: Silicon on insulator technology. Se refiere al uso de un sustrato de silicio en
capas de silicio aislante en lugar de los sustratos de silicio convencionales en la
fabricacion de semiconductores.

SPARC: Scalable Processor ARChitecture.

Switches: dispositivo digital de 16gica de interconexién de redes de computadores
que opera en la capa 2 que sirve para interconectar dos o mas segmentos de red.

Tarjetas de Interfase de Red: Network Interface Card por sus siglas en ingles
NIC.

UACJonline: Plataforma que provee recursos académicos a la comunidad de la
Universidad Auténoma de Ciudad Judrez.

UDA: Unified Driver Architecture.

Unidad de distribucion de alimentaciéon: Power Distribution Unit, por sus siglas
en ingles PDU.

Unidad de Estado Solido: Solid State Drive, por sus siglas en ingles SSD.

Unidades de Conectores Universal en Serie: Universal Serial Bus, por sus
siglas en ingles USB.

Unidades del bastidor: Rack Units por sus siglas en ingles RU.

UNIX: Sistema Operativo Portable, multitarea y multiusuario; desarrollado, en
principio, en 1969 por un grupo de empleados de los laboratorios Bell de AT&T.

UPS: Uninterruptible PowerSsupply. Es un aparato eléctrico que proporciona

energia de emergencia a una carga cuando la fuente de potencial principal falla.
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URL: Uniform Resource Locator. Localizador de Recursos Uniforme, especifica
cuando un recurso identificado estd disponible junto con el mecanismo para recuperarlo.

WAN: Wilde Area Network. Es una red punto a punto, es decir, red de paquete
conmutado. Las redes WAN pueden usar sistemas de comunicacién via satélite o de

radio.
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°C

°F
um
amps
bels
bits
CFM
DC
GB
GB/s
GT/s

KB
KHz
Km
kPA
kVA
Kw
Ibf/ft2
Ibs
lux

m
MB
MHz
MHz/km

Anexo A.
Unidades de Medida

Grados Celsius

Grados Fahrenheit

micrén o micrémetro

amperes

decibelio

bits

pies cubicos por minuto (Cubic Feet per Minutes)
corriente continua (Direct Current)
gigabyte

gigabyte por segundo

giga transferencia por segundo
kilogramo

kilobyte

kilohertzio

kilémetros

kilo pascal

kilovoltamperio

kilowatt

libras fuerza por pie cuadrado
libras

unidad de iluminacién y emitancia luminosa
metros

megabyte

megahertz

megaherts por kilometro
milimetro cuadrado

nano milimetro

tiempo
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TB
Tm

<

terabyte
terametro
volts

watts
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